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Executive summary
2026년 상반기 글로벌 반도체 산업은 AI 컴퓨팅

수요 확대를 기반으로 새로운 성장 국면에

진입하였다. 생성형 AI 확산 이후 산업의 중심은

학습(Training)에서 추론(Inference), AI 에이전트, 

피지컬 AI로 이동하고 있으며, 이에 따라 고성능

반도체와 AI 인프라 수요가 급증하고 있다. 2026년

1분기 글로벌 반도체 매출은 2,985억 달러로 전년

동기 대비 79.2% 증가했으며, 상위 10대 반도체

기업의 합산 시가총액은 12조 달러를 넘어섰다. 

Gartner는 2026년 글로벌 반도체 시장이 사상

최초로 1조 3,000억 달러를 돌파할 것으로

전망하고 있다.

미국 반도체 정책은 제조업 리쇼어링을 통한 생산

역량 확대, AI 반도체 및 첨단 장비에 대한 수출

통제, 동맹국 중심 공급망 재편이라는 세 가지 축을

중심으로 추진되고 있다. 이러한 정책은 AI 반도체

수요 확대와 데이터센터 투자 증가와 맞물리며

산업 전반의 성장을 가속화하고 있다. 미국은

생산(Make), 통제(Control), 소비(Consume)를

동시에 추진하며 반도체 가치사슬 전반에 대한

영향력을 확대하고 있으며, TSMC·Intel· SpaceX의

미국 투자 확대와

OpenAI·Anthropic·Google·Amazon

·Microsoft·Meta의 AI 인프라 경쟁이 이를

뒷받침하고 있다.

기업 전략 역시 플랫폼 중심으로 변화하고 있다. 

NVIDIA는 AI 인프라 플랫폼 기업으로 진화하고

있으며, Broadcom은 맞춤형 ASIC 시장을 확대하고

있다. AMD는 GPU·CPU 기반 AI 플랫폼 경쟁력을

강화하고 있으며, 

하이퍼스케일러들은 자체 AI 반도체 개발을 가속화하고

있다. 이에 따라 HBM을 포함한 고대역폭 메모리 수요가

빠르게 증가하고 있으며, 경쟁의 중심도 개별 칩에서

컴퓨팅·메모리·네트워크·데이터센터를 통합한

플랫폼으로 이동하고 있다.

차세대 기술 측면에서는 전력과 데이터 이동(Data 

Movement)이 AI 인프라의 핵심 과제로 부상하고 있다. 

하이퍼스케일러들은 원자력과 재생에너지 등 전력

인프라 확보에 투자하고 있으며, 광 네트워크와 실리콘

포토닉스는 차세대 데이터센터 핵심 기술로 주목받고

있다. 또한 미국 정부와 주요 기업들은 양자 컴퓨팅을

미래 전략 기술로 육성하고 있으며, McKinsey는 글로벌

양자 기술 시장이 2035년 최대 970억 달러 규모로

성장할 것으로 전망하고 있다.

종합하면, 2026년 상반기 미국 반도체 산업은 AI 수요

확대를 기반으로 정책, 자본, 제조, 데이터센터 인프라가

하나의 국가 전략 체계로 통합되며 ‘AI 인프라

슈퍼사이클(AI Infrastructure Supercycle)’ 단계에

진입하고 있다. 미국은 소프트웨어 생태계, AI 반도체, 

데이터센터, 전력 인프라를 동시에 확보하며 글로벌

반도체 산업의 방향성을 주도하고 있다. 이는 한국

반도체 산업에도 중요한 시사점을 제공한다. AI 시대의

경쟁 단위가 개별 반도체 제품에서 AI 인프라 생태계

전체로 확대되면서, 단순 칩 공급 경쟁만으로는 글로벌

경쟁력을 확보하기 어려운 구조가 형성되고 있다. 
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1. 미국 중심 반도체 질서의 재편

2026년 상반기 미국 정부는 관세, 수출통제, 

투자유치, 공급망 재편 정책을 연이어 발표하며

반도체 산업에 대한 새로운 정책 방향을

제시하였다. 1월 14일 미국 정부는 특정 고성능 AI 

반도체에 대한 25% 관세 부과를 확정하는 한편, 

대중국 AI 반도체 수출 심사 체계를 기존의 ‘거부

추정(Presumption of Denial)’ 방식에서 ‘사안별

검토(Case-by-Case Review)’ 방식으로

전환하였다. 이어 1월 15일에는 대만과의 대규모

투자·무역 합의를 통해 미국 내 반도체 생산시설

및 공급망 구축과 연계된 관세 면제 조치를

발표하며 대규모 현지 투자를 유도하였다. 이러한

일련의 정책은 AI 반도체 수요 확대와 공급망 경쟁

심화에 대응해 첨단 제조 역량과 공급망 통제력을

동시에 확보하려는 미국의 국가 전략으로

해석된다.

2026년 상반기 미국 반도체 정책은 제조 역량 확보, 

AI 반도체 접근권 통제, 동맹 기반 공급망

재편이라는 세 가지 축을 중심으로 전개되었다. 

첫째는 제조 주권(Manufacturing Sovereignty)의

내재화이다. 미국 정부는 CHIPS Act를 통한 보조금

지원을 넘어 수혜 기업에 대한 지분 취득 권한을

확보하고, Section 232 관세 정책을 활용해 미국 내

생산시설 투자 확대를 유도하고 있다. 이는 단순한

재정 지원 정책을 넘어 생산 역량과 공급망에 대한

국가 차원의 영향력을 확대하려는 시도로

평가된다. 특히 정부가 생산시설 투자와 공급망

운영에 직접적인 영향력을 행사할 수 있는 정책

수단을 확대하면서 반도체 산업은 국가

전략산업으로서의 성격이 더욱 강화되고 있다.

둘째는 수출 통제의 전략 자산화이다. 2025년 AI 

Diffusion Rule 폐기 이후 미국은 일률적 규제보다

국가별·사안별 심사 체계를 확대하며 AI 반도체

접근권을 외교·안보 협상의 수단으로 활용하기 시작했다. 

특히 대규모 AI 반도체 수출, 미국 내 데이터센터 투자, 

안보 협력 등을 연계하는 새로운 정책 프레임워크는 AI 

반도체가 단순한 기술 제품을 넘어 국가 경쟁력을

결정하는 전략 자산으로 인식되고 있음을 보여준다. 

이는 반도체 수출 규제가 단순한 기술 통제를 넘어

외교·안보·통상 정책과 결합되는 새로운 단계로

진입하고 있음을 의미한다.

셋째는 동맹국 기반 공급망 재편의 체계화이다. 2026년

1월 체결된 미국-대만 무역 합의는 관세 감면을 넘어

미국 내 반도체 생산시설 투자 확대를 핵심 조건으로

포함하고 있다. 이는 미국이 동맹국과의 협력을 활용해

공급망 안정성을 확보하는 동시에 첨단 제조 역량을

자국 내로 유치하는 정책 방향을 보여준다. 특히 글로벌

첨단 파운드리 생산능력의 상당 부분이 대만에

집중되어 있다는 점에서, 대만과의 협력은 미국 공급망

전략의 핵심 축으로 자리잡고 있다. 일본, 한국 등 주요

반도체 생산국과의 협력 역시 동일한 맥락에서

추진되고 있으며, 미국은 동맹 네트워크를 활용해 자국

중심의 반도체 공급망 체계를 구축하고 있다.

이는 단순한 산업 지원 정책을 넘어 생산은

미국에서(Make in America), 수출은 미국의 조건에

따라(Export on America's Terms), 소비는 미국 AI 

인프라를 중심으로(Build for America's AI Infrastructure) 

이루어지는 새로운 산업 질서를 구축하려는 시도로

해석된다. 과거 반도체 정책이 산업 경쟁력 강화와

공급망 안정성 확보에 초점을 맞추었다면, 2026년

상반기 미국 정책은 국가 전략에 따라 설계·통제하는

공급망 주도형 산업정책으로 진화하고 있다.
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1.1 Section 232와 제조 주권의 내재화

2026년 상반기 미국 반도체 정책 변화의 핵심은

반도체를 단순한 산업재가 아닌 국가안보 및

경제안보 자산으로 재정의했다는 점에 있다. 

이러한 변화는 2025년 하반기부터 본격화되기

시작했다. 2025년 8월 21일 트럼프 행정부는

CHIPS Act 보조금 잔여 재원 57억 달러를 활용해

Intel 지분 9.9%를 취득하며, 기존 보조금 중심

지원 방식에서 정부가 전략 산업의 직접적인

이해관계자로 참여하는 새로운 정책 구조를

공식화하였다. 이는 산업 지원 정책이 단순한 재정

지원을 넘어 소유권과 영향력 확보 단계로

확대되고 있음을 보여주는 상징적 사례로

평가된다.

이러한 정책 기조는 2026년 1월 14일 발표된

Section 232 반도체 관세 정책을 통해 더욱

구체화되었다.

트럼프 대통령은 1962년 무역확장법(Trade Expansion 

Act) Section 232를 근거로 첨단 반도체 및 반도체 제조

장비 수입에 대한 조정 조치를 담은 대통령

선언문(Presidential Proclamation)에 서명하였다. 이에

따라 특정 첨단 컴퓨팅 반도체와 파생 제품에 대해 25% 

종가세(ad valorem duty)가 즉시 부과되었다. 이는

단순한 통상 조치를 넘어 미국이 반도체 공급망을

국가안보 차원에서 관리해야 할 전략 자산으로 공식

규정했다는 점에서 중요한 의미를 가진다.

Section 232 조치는 2025년 4월 조사 개시 이후 약

9개월간 진행된 국가안보 검토를 바탕으로 도출되었다. 

미국 상무부는 2025년 12월 발표한 조사 보고서를 통해

① 첨단 반도체 생산능력 부족 ② 국방 시스템의 해외

공급망 의존 ③ 16개 핵심 인프라 부문의 공급망 취약성

④ AI 반도체의 전략적 중요성 등을 주요 위험 요인으로

제시하였다. 
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Source: The White House, Presidential Actions (Jan. 14, 2026)
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이는 반도체를 제조업의 한 분야가 아니라 국가

경쟁력과 안보를 결정하는 핵심 전략 자산으로

인식하고 있음을 보여준다.

Section 232의 정책 목적은 관세 부과 자체보다

글로벌 반도체 공급망의 재배치에 있다. 2022년

CHIPS Act가 보조금과 세제 혜택을 활용해 미국 내

생산 투자를 유도하는 인센티브 중심

정책이었다면, Section 232는 관세를 활용해

공급망 이전을 압박하는 규제 중심 정책에 가깝다. 

다시 말해 CHIPS Act가 ‘미국에 투자하면 혜택을

제공하는 정책’이었다면, Section 232는 ‘미국에

생산하지 않으면 비용을 부담하는 정책’으로

해석할 수 있다. 두 정책이 결합되면서 미국은

보조금과 관세를 동시에 활용하는 이중 산업정책

구조를 구축하였으며, 이를 통해 반도체 제조

역량의 미국 내 집중을 가속화하고 있다.

특히 주목할 점은 관세 체계가 일률적으로

적용되지 않는다는 점이다. 미국 정부는

데이터센터, 연구개발(R&D), 스타트업, 공공 부문

등 미국 AI 인프라와 기술 생태계 강화에 기여하는

활동에 대해서는 관세 면제 조항을 적용하고 있다. 

반면 미국 내 생산 확대와 직접적으로 연계되지

않은 수입에는 추가 비용을 부과함으로써 기업의

투자와 생산 거점을 미국 중심으로 재편하도록

유도하고 있다. 이러한 구조에서는 세율 자체보다

면제 대상 여부가 기업 경쟁력에 더 큰 영향을

미치는 변수로 작용한다.

1.2  AI 반도체 접근권의 전략 자산화

2026년 상반기 미국 수출통제 정책의 가장 큰 변화는

중국을 단순히 차단하는 전략에서 벗어나 글로벌 AI 

인프라 질서를 미국 중심으로 설계하고, AI 반도체

접근권을 전략적 외교 자산으로 활용하는 방향으로

전환되었다는 점이다. 이러한 변화의 출발점은 2025년

5월 13일 트럼프 행정부의 AI 확산 규정(AI Diffusion 

Rule) 폐지 결정이었다. 기존 규정은 국가를 등급별로

구분해 AI 반도체 접근을 제한하는 방식이었으나, 중동, 

인도, 동남아시아 등 주요 신흥국들이 미국산 AI 반도체

확보에 제약을 받으면서 중국 중심 AI 생태계로 이동할

가능성이 지속적으로 제기되어 왔다.

트럼프 행정부는 국가별 일괄 규제 대신 양자 협상 중심

체계로 정책 방향을 전환하였다. 이를 통해 미국은 AI 

반도체 공급을 단순한 수출 행위가 아닌 외교·안보

협상의 수단으로 활용할 수 있는 기반을 확보하게

되었다. 미국은 특정 국가를 일률적으로 차단하기보다

미국이 제시하는 조건을 수용하는 국가에 AI 인프라

구축 기회를 제공하는 방식으로 영향력을 확대하고

있다. 결과적으로 AI 반도체는 더 이상 통상 품목이 아닌

국가 간 전략적 영향력을 행사하는 ‘지정학적

통화(Geopolitical Currency)’로 기능하기 시작했다.

이러한 정책 변화는 2026년 1월 15일 발표된 미국

상무부 산업안보국(Bureau of Industry and Security, 

BIS)의 수출 허가 정책 개편에서 구체적으로 나타났다. 

BIS는 중국 및 마카오로 수출되는 특정 고성능 AI 

반도체에 대해 기존의 ‘거부 추정(Presumption of 

Denial)’ 원칙 대신 ‘사안별 검토(Case-by-Case 

Review)’ 방식을 적용한다고 발표하였다. 적용 대상은

총 처리 성능 21,000 미만, 총 DRAM 대역폭 6,500GB/s 

미만의 AI 반도체로, NVIDIA H200과 AMD MI325X 등이

대표적인 해당 제품으로 분류된다.
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그러나 이는 시장 개방을 의미하는 정책 완화가

아니다. BIS는 중국 및 마카오 수출 물량이 미국 내

동일 제품 출하량의 50%를 초과할 수 없도록

제한하였으며, 중국 수출이 미국 내 수요 충족을

지연시키지 않아야 한다는 조건을 부과하였다. 

또한 고객 확인(Know Your Customer) 절차

의무화와 미국 내 독립 제3자 검증 체계를

도입함으로써 수출 통제의 실효성을 유지하고

있다. 이는 미국이 중국에 대한 기술 접근을 완전히

차단하기보다 미국이 설정한 조건 아래에서만

접근을 허용하는 관리 체계로 전환하고 있음을

보여준다.

이러한 변화는 수출통제 정책의 목적이 단순한

봉쇄(Containment)에서 기술 흐름에 대한

통제(Control)와 영향력 유지(Influence)로

진화하고 있음을 의미한다. 미국은 기술의 이동

자체를 제한하기보다 기술 접근의 조건과 범위를

설계함으로써 글로벌 AI 인프라 구축 과정에 대한

주도권을 확보하려 하고 있다. 다시 말해 AI 

반도체는 더 이상 단순한 수출 품목이 아니라 국가

간 협상력과 전략적 영향력을 결정하는 핵심

자산으로 활용되고 있다.

미국은 AI 반도체 판매를 허용하는 동시에 중국의

반도체 자립 역량을 제한하기 위한 추가적인

장치도 마련하고 있다. 그 대표적인 사례가 2026년

4월 발의된 MATCH Act이다. 해당 법안은 4월

22일 하원 외교위원회를 통과하였으며 현재

본회의 및 상원 심의를 앞두고 있다. MATCH Act의

핵심은 반도체 자체가 아니라 반도체 제조 장비

공급망에 대한 통제 강화에 있다.

법안은 미국 기업뿐 아니라 네덜란드와 일본 등 동맹국

기업들에 대해서도 미국 수준의 수출통제를 요구하고

있다. 이는 미국 기업들의 대중국 첨단 반도체 장비

수출은 제한되는 반면, 네덜란드의 ASML과 일본의

Tokyo Electron, Screen 등은 상대적으로 완화된

조건에서 장비 공급이 가능하다는 이른바 ‘동맹

비대칭(Allied Asymmetry)’ 문제를 해소하기 위한

조치로 해석된다.

미국은 동맹국의 수출통제 수준을 미국 기준에 맞추고, 

미국 기술이 포함된 장비에 대해서는 미국 정부 승인

없이 중국 공급을 제한하는 방안을 추진하고 있다. 또한

중국 주요 반도체 기업에 대한 추가 제재와 블랙리스트

확대도 검토하고 있다. 이는 단순한 수출 규제를 넘어

글로벌 반도체 장비 공급망 전반에 대한 통제력을

확보하려는 전략으로 해석된다. 반도체 제조 장비는

첨단 공정 경쟁력의 출발점이라는 점에서, 장비 공급망

통제는 중국의 중장기 기술 자립 속도를 제한하는 핵심

수단으로 평가된다.
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1.3 동맹국 기반 공급망 재편의 체계화

미국 반도체 생산 비중은 1990년 약 37%에서

2020년대 들어 10% 수준까지 하락하였다. 반면

첨단 파운드리 생산능력과 첨단 패키징 역량은

대만을 중심으로 동아시아에 집중되면서 공급망

안정성과 국가안보에 대한 우려가 지속적으로

제기되어 왔다. 이에 따라 미국은 단순한

리쇼어링을 넘어 동맹국의 핵심 제조 역량을 미국

중심 공급망 체계로 통합하는 전략을 추진하고

있으며, 2026년 1월 체결된 미·대만 반도체 협정은

이러한 정책 방향을 가장 상징적으로 보여주는

사례로 평가된다.

2026년 1월 15일 미국과 대만은 관세 인하와 총

5,000억 달러 규모의 반도체·AI 투자 협정을

체결하였다. 이는 하루 전 발표된 Section 232 

반도체 관세 정책과 연계되어 관세를 단순한 무역

규제가 아닌 투자 유인 수단으로 활용한 대표적

사례로 평가된다. 

미국은 관세와 인센티브를 결합해 동맹국의 생산

역량을 자국 중심 공급망 체계 안으로 유도하는 새로운

산업정책 모델을 제시하고 있다. 합의에 따라 대만 민간

기업들은 최소 2,500억 달러 규모의 대미 직접투자를

약속하였으며, 대만 정부는 추가로 2,500억 달러 규모의

신용보증과 금융 지원을 제공하였다. 이에 따라 총

5,000억 달러 규모의 투자 패키지가 조성되었다. 미국은

이에 상응하여 대만산 주요 제품에 대한 상호관세

상한을 15%로 설정하고 일부 전략 품목에 대해서는

관세를 면제함으로써 대만 기업에 실질적인 투자

유인을 제공하였다.

이러한 구조는 미국이 동맹국의 생산 역량을 단순히

해외 공급망으로 인식하는 것이 아니라, 미국 경제안보

체계의 일부로 편입하려 하고 있음을 보여준다. 
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미국은 미국 내 생산 및 공급망 투자 조건을

충족하는 기업에 대해 관세 감면, 리쇼어링 지원, 

규제 우대 등을 제공하는 반면, 그렇지 않은

공급망에는 비용 부담을 높이는 구조를 구축하고

있다. 즉, 공급망의 국적보다 공급망이 미국의

전략적 이해관계 안에 포함되는지가 더욱

중요해지고 있다. 특히 대만은 세계 최첨단

파운드리 생산능력과 첨단 패키징 역량이 집중된

지역이라는 점에서 미국 공급망 전략의 핵심

축으로 평가된다. AI 반도체 시대에는 첨단 공정뿐

아니라 CoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate), 

SoIC(System on Integrated Chips) 등 첨단 패키징

기술이 시스템 성능을 결정하는 핵심 요소로

부상하고 있다. 이에 따라 미국은 생산시설 유치를

넘어 첨단 패키징과 연구개발 역량까지 포함한

공급망 전반의 내재화를 추진하고 있다.

대표적으로 TSMC는 애리조나에 4nm·3nm 공정을

포함한 첨단 생산시설과 첨단 패키징 시설 구축을

위해 약 1,650억 달러 규모의 투자를 추진해

왔으며, 2024년 말 첫 생산시설 가동을 시작하였다. 

미·대만 협정 이후에는 추가 생산시설과 첨단

패키징, 연구개발(R&D) 시설 확충이 논의되고

있으며, 미국 내 투자 규모는 향후 더욱 확대될

가능성이 제기되고 있다. 이는 단순한 해외 공장

유치가 아니라 미국이 AI 반도체 제조 생태계

전반을 자국 내에 구축하려는 움직임으로

해석된다.

트럼프 행정부 역시 대만 반도체 공급망과 생산 역량의

상당 부분을 미국 내로 이전하는 것을 핵심 정책 목표로

제시하고 있다. 하워드 러트닉 상무부 장관은 미국이

대만 첨단 반도체 생산 역량의 약 40%를 미국 내로

이전하는 것을 목표로 하고 있으며, 협력이 이루어지지

않을 경우 고율 관세를 적용할 수 있다고 언급한 바

있다. 이는 관세가 단순한 무역정책이 아니라 공급망

재편을 위한 협상 수단으로 활용되고 있음을 보여준다.

이러한 정책은 대만에만 국한되지 않는다. 일본의 첨단

소재·장비 산업, 한국의 메모리 및 파운드리 역량, 

유럽의 반도체 장비·전력반도체 생태계 역시 미국 

공급망 전략의 주요 대상이다. 미국은 핵심 동맹국의

전략 산업을 미국 중심 공급망 네트워크 안으로

연결함으로써 중국과 차별화된 기술·제조 블록을

구축하려 하고 있다.

10

U.S. Semiconductor Industry Trends in H1 2026



AI 인프라 경쟁과
산업 구조의 재편2

U.S. Semiconductor Industry Trends in H1 2026



2. AI 인프라 경쟁과 산업 구조의 재편

12

Figure 3. Global Semiconductor Market Outlook Through 2027
Source: Deloitte, 2026 Global Semiconductor Industry Outlook

Prepared by K-ASIC (2026)

Key Takeaways 

글로벌 회계·컨설팅 기업 Deloitte의 산업 분석

조직인 Deloitte Insights는 「2026 Global 

Semiconductor Industry Outlook」에서 글로벌

반도체 시장이 2025년 22% 성장에 이어

2026년에도 약 26% 성장하며 9,750억 달러

규모에 이를 것으로 전망하였다. 특히 생성형 AI 

관련 반도체 시장은 약 5,000억 달러 규모로

확대되며 산업 성장의 핵심 동력으로 부상하고

있다. 이는 반도체 산업의 경쟁 구도가 개별 반도체

제품 중심에서 AI 인프라 중심으로 이동하고

있음을 의미한다. AI 모델의 규모와 활용 범위가

확대될수록 연산 성능뿐 아니라 메모리, 네트워크, 

전력, 데이터센터, 제조 역량을 포함한 인프라

전반이 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로 부상하고

있다.

2026년 미국 반도체 산업의 핵심 경쟁 구도는 결국 “AI 

인프라 병목(Bottleneck)을 누가 장악할 것인가”로

수렴된다. AI 수요 증가 속도가 공급망 확장 속도를

앞지르기 시작하면서 연산 성능, 메모리 대역폭, 

네트워크 연결성, 전력 공급, 첨단 제조 역량, 

데이터센터 부지 확보 등이 새로운 전략 자산으로

부상하고 있다. 과거 반도체 산업이 성능 향상과 원가

절감 중심으로 경쟁했다면, 현재는 전체 AI 시스템의

확장 속도를 결정하는 핵심 병목 요소를 선점해 해결

하는 것이 기업 경쟁력으로 자리잡고 있다.

Fabless 기업들은 AI 인프라의 연산 계층을 중심으로

영향력을 확대하고 있다. NVIDIA는 GPU, NVLink, 

네트워크, 소프트웨어를 통합한 AI 플랫폼 전략을 통해

AI 데이터센터의 표준을 구축하고 있으며, AMD 역시

Instinct GPU와 EPYC CPU를 중심으로 AI 인프라 시장

공략을 강화하고 있다. 
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Broadcom은 하이퍼스케일러 맞춤형 ASIC 시장

확대를 주도하며 범용 GPU 중심 구조에 대한

대안을 제시하고 있다. AI 인프라 경쟁의 초점이

단일 칩 성능에서 시스템 최적화로 이동하면서

GPU와 ASIC은 AI 인프라의 핵심 연산 자산으로

자리잡고 있다.

하이퍼스케일러들의 전략도 빠르게 변화하고 있다. 

Google, Amazon, Microsoft, Meta는 자체 AI 

반도체 개발을 확대하는 동시에 전용 데이터센터, 

전력 인프라, 네트워크까지 직접 구축하는 수직

통합 전략을 추진하고 있다. Google TPU, Amazon 

Trainium·Inferentia, Microsoft Maia, Meta MTIA 

등은 단순한 비용 절감 목적을 넘어 AI 인프라

주도권 확보를 위한 전략적 자산으로 활용되고

있다. 이에 따라 하이퍼스케일러들은 클라우드

서비스 사업자를 넘어 사실상 ‘AI 공장(AI Factory)’ 

운영자로 진화하고 있으며, AI 인프라 구축 경쟁의

중심축으로 부상하고 있다.

AI 모델 기업들의 역할도 확대되고 있다. OpenAI와

Anthropic은 초거대 AI 모델 개발과 서비스 확장을

통해 컴퓨팅 수요를 지속적으로 증가시키고

있으며, Microsoft, Amazon, Google 등과의 전략적

협력을 통해 대규모 인프라 자원을 확보하고 있다. 

AI 모델 기업들은 반도체를 직접 생산하지 않지만, 

산업 전체의 수요를 창출하는 핵심 주체로서 AI 

인프라 투자 방향에 직접적인 영향을 미치고 있다.

AI 인프라 경쟁은 데이터센터와 전력 인프라 영역으로도

빠르게 확장되고 있다. 글로벌 투자은행 Goldman 

Sachs와 Harvard University 산하 Belfer Center는

데이터센터 전력 수요가 2030년까지 2023년 대비 약

150~170% 증가할 것으로 전망하고 있다.

또한 글로벌 상업용 부동산 서비스 기업 JLL(Jones Lang 

LaSalle)은 2025년부터 2030년까지 전 세계 데이터센터

용량이 약 두 배 확대될 것으로 전망하며, 신규 투자

상당수가 미국과 북미 지역에 집중될 것으로

분석하였다. 이에 따라 주요 하이퍼스케일러들은 원자력, 

재생에너지, 전력망 투자, 장기 전력구매계약(PPA) 등을

통해 전력 확보 경쟁에 나서고

있다. AI 시대에는 GPU보다 전력이 먼저 부족해질 수

있다는 인식이 확산되면서 전력 인프라가 새로운 전략

자산으로 부상하고 있다.
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제조 부문에서도 AI 시대의 핵심 병목을 선점하기

위한 경쟁이 본격화되고 있다. Intel은 CHIPS and 

Science Act 지원을 기반으로 애리조나, 오하이오, 

뉴멕시코, 오리건 등에 1,000억 달러 이상을

투자하며 Intel 18A 공정과 첨단 패키징 역량

확대를 추진하고 있다. 이는 단순한 생산능력

확충이 아니라 미국 내 첨단 제조 생태계 복원을

목표로 하는 전략으로 해석된다. 동시에 Tesla, 

SpaceX, xAI가 공동으로 추진하는 TeraFab 구상은

AI 반도체와 Physical AI 시대의 제조 역량을 직접

확보하려는 새로운 시도로 평가된다. 두 사례 모두

AI 공급망의 핵심 병목인 제조 역량을 외부에

의존하기보다 직접 확보하려는 전략이라는

공통점을 가진다.

메모리 역시 AI 인프라 경쟁의 핵심 축으로

부상하고 있다. 글로벌 시장조사업체 TrendForce 

등에 따르면 2026년 HBM 시장은 약

500억~600억 달러 규모로 성장할 전망이다. SK 

hynix와 Samsung Electronics는 기술 경쟁력과

생산 수율을 기반으로 글로벌 HBM 공급망을

주도하고 있으며, Micron은 미국 내 대규모 투자

확대를 통해 전략적 메모리 공급자로

자리매김하고 있다. AI 모델 규모가 확대될수록

메모리 대역폭은 연산 성능만큼 중요한 경쟁

요소가 되고 있으며, 실제로 AI 인프라 시장에서는

GPU보다 HBM 확보 여부가 더 중요한 병목

변수로 평가되는 사례도 증가하고 있다.

14
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2.1 Fabless: AI 인프라 병목 경쟁

2026년 상반기 AI 반도체 시장의 경쟁은 개별 GPU 

성능 경쟁을 넘어 AI 인프라 전반의

병목(Bottleneck)을 누가 더 효과적으로 해결할 수

있는가의 경쟁으로 확장되고 있다. 생성형 AI, AI 

에이전트, 피지컬 AI의 확산으로 연산 성능뿐

아니라 메모리 대역폭, 네트워크 연결성, 전력

효율성, 데이터센터 운영 비용이 모두 핵심 경쟁

요소로 부상하면서 주요 Fabless 기업들은 단순

반도체 공급자를 넘어 AI 인프라 플랫폼 기업으로

진화하고 있다.

 

초기 AI 시장이 모델 학습(Training)을 위한 GPU 

성능 경쟁 중심으로 성장했다면, 최근에는 대규모

추론(Inference) 서비스와 AI 에이전트 운영이

확대되면서 데이터센터 전체의 효율성이 경쟁력을

결정하는 구조로 변화하고 있다. 특히 초거대

언어모델(LLM)의 확산으로 연산량과 데이터

이동량이 급증하면서 전력 공급, 메모리 병목, GPU 

간 통신, 네트워크 대역폭 문제가 AI 인프라 구축의

핵심 과제로 부상하고 있다. 이에 따라 AI 반도체

기업들은 단순히 더 높은 연산 성능을 제공하는

것을 넘어 시스템 전체의 생산성과 경제성을

극대화하는 방향으로 전략을 전환하고 있다.

이러한 변화는 Fabless 기업들의 경쟁 영역을

GPU와 CPU 같은 개별 칩에서 메모리, 인터커넥트, 

네트워크, 소프트웨어를 포함한 플랫폼 수준으로

확대시키고 있다. NVIDIA는 AI Factory 전략을

통해 데이터센터 전체를 AI 생산 시설로

재정의하고 있으며, AMD는 개방형 풀스택(Open 

Full-Stack) 생태계를 기반으로 대안 플랫폼 구축을

추진하고 있다. Broadcom은 커스텀 ASIC과 AI 

네트워크 분야를 중심으로 하이퍼스케일러와의

공동 설계(Co-design) 전략을

15

강화하며 AI 인프라 가치사슬 내 영향력을 확대하고

있다.

2026년 Fabless 기업들의 경쟁은 더 빠른 칩을 개발하는

경쟁이 아니라 AI 인프라의 핵심 병목인 연산, 메모리, 

네트워크, 전력 문제를 어떻게 해결하고 통제할

것인가의 경쟁으로 변화하고 있다. AI 시대의 주도권

역시 개별 반도체 성능보다 AI 인프라 플랫폼을

설계하고 운영하는 역량을 확보한 기업에게 집중되는

방향으로 전개되고 있다.
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① NVIDIA: AI Factory 시대의 통합 플랫폼

NVIDIA는 2026년 GTC에서 ‘Five-Layer Cake’ 

개념을 제시하며 AI 산업을 에너지(Energy), 

칩(Chip), 인프라(Infrastructure), 모델(Model), 

애플리케이션(Application)의 다섯 개 계층으로

설명하였다. 이는 AI를 단순한 반도체 시장이 아닌

전력, 시스템, 소프트웨어, 경제성이 결합된 산업

인프라로 바라보는 접근 방식이다.

이러한 전략의 중심에는 ‘AI Factory’ 개념이 있다. 

NVIDIA는 데이터센터를 단순한 서버 집합이 아닌

AI 생산 시설로 정의하고 있으며, 서버, 랙(Rack), 

네트워크, 스토리지, 냉각, 전력 시스템을 하나의

통합 플랫폼으로 접근하고 있다. 젠슨 황 CEO는 AI 

경쟁의 핵심 제약 요인으로 전력과 데이터센터

수용 능력을 지목하며, 경쟁의 중심이 단순한

반도체 성능이 아니라

전력당 성능(Performance per Watt)과 랙당

생산성(Productivity per Rack)으로 이동하고 있음을

강조하였다. 이러한 전략은 2026년 공개된 Vera Rubin 

플랫폼에서 구체화되었다. 

Vera CPU, Rubin GPU, NVLink 6, SuperNIC, DPU, 

Ethernet, 스토리지를 통합한 해당 플랫폼은

사전학습(Pre-training)부터 추론(Inference), 에이전트형

AI까지 지원하는 시스템 단위의 AI 인프라로 설계되었다. 

NVIDIA는 단일 GPU 판매보다 데이터센터 전체의

생산성을 높이는 방향에 집중하고 있으며, 학습 및 추론

과정에서 필요한 연산 자원과 전력 소비를 동시에

최적화하는 구조를 구축하고 있다.
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Figure 4. AI Is a 5-Layer Cake
Source: NVIDIA Blog, AI Is a 5-Layer Cake (2026)
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② AMD: 개방형 제2 표준 플랫폼 구축

AMD는 NVIDIA와 유사하게 AI 인프라 전반을

아우르는 전략을 추진하고 있지만 접근

방식에서는 차별화를 시도하고 있다. NVIDIA가

수직 통합형 플랫폼을 구축하는 반면 AMD는 GPU, 

CPU, 네트워크, 소프트웨어를 결합한 개방형

풀스택(Open Full-Stack) 전략을 통해 AI 시장의

제2 표준 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다.

AMD는 Instinct MI 시리즈 GPU, EPYC 서버 CPU, 

Pensando 기반 NIC·DPU, ROCm 소프트웨어

생태계를 통합하며 AI 데이터센터용 플랫폼

경쟁력을 강화하고 있다. 특히 MI300 이후 MI350, 

MI400으로 이어지는 로드맵을 통해 성능과 전력

효율성을 지속적으로 개선하며 하이퍼스케일러

시장 확대를 추진하고 있다.

AMD 전략의 핵심은 플랫폼 단위 경쟁이다. Helios 기반

랙 스케일 아키텍처는 EPYC CPU, Instinct GPU, 

Pensando 네트워크 솔루션, ROCm 소프트웨어를 

하나의 AI 랙으로 통합하여 대규모 AI 시스템 구축을

지원한다. 이는 NVIDIA 외에도 대규모 AI 클러스터를

구축할 수 있는 대안적 플랫폼을 제공하려는 전략으로

해석된다.

소프트웨어 측면에서는 ROCm 생태계 확대가 핵심이다. 

AMD는 ROCm을 CUDA의 대안이자 개방형 GPU 컴퓨팅

플랫폼으로 발전시키고 있으며, PyTorch, TensorFlow, 

vLLM 등 주요 AI 프레임워크와의 호환성을 지속적으로

강화하고 있다. 이는 특정 벤더 종속성을 낮추고자 하는

하이퍼스케일러와 엔터프라이즈 고객들의 수요와

맞물려 경쟁력을 높이고 있다.
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Figure 5. AMD Helios AI Rack Infrastructure
Source: AMD Blog, Introducing Next-Generation AMD AI Rack Infrastructure: "Helios"
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③ Broadcom: 커스텀 ASIC과 AI 

네트워크의 핵심 설계 파트너

Broadcom은 NVIDIA나 AMD처럼 범용 GPU 

시장에서 경쟁하기보다 커스텀 ASIC과 AI 

네트워킹 영역에 집중하는 전략을 선택하고 있다. 

특히 하이퍼스케일러의 자체 AI 반도체 개발

수요가 증가하면서 Broadcom은 AI 인프라 시대의

대표적인 공동 설계(Co-design) 파트너로

부상하고 있다.

현재 Broadcom은 Google TPU, Meta MTIA 등

주요 AI 반도체 프로젝트에서 설계 파트너 역할을

수행하며 하이퍼스케일러 맞춤형 ASIC 개발을

지원하고 있다. 이는 범용 GPU를 사용하는 대신

특정 워크로드에 최적화된 전용 AI 반도체를

개발하려는 고객 수요에 대응하는 전략이다. 

커스텀 ASIC은 전력 효율성과 총소유비용(TCO) 

측면에서 강점을 가지며, AI 서비스가 대규모로

확산될수록 그 중요성이 더욱 높아지고 있다.

Broadcom의 또 다른 핵심 경쟁력은 네트워킹 분야에

있다. Tomahawk 및 Jericho 계열 스위치 ASIC은

수천~수만 개의 GPU와 ASIC을 연결하는 초대형 AI 

클러스터 구축에 활용되고 있으며, 800G 및 1.6T 이더넷

기반 네트워크의 확산을 주도하고 있다. 또한

Broadcom은 스위치 ASIC, SerDes, NIC, 광통신 부품 등

데이터 이동(Data Movement)에 필요한 핵심 기술을

폭넓게 보유하고 있어 AI 네트워크 인프라 전반에서

높은 영향력을 확보하고 있다.

이는 AI 시대의 핵심 병목이 단순한 연산 성능이 아니라

데이터 이동 효율성으로 확대되고 있음을 의미한다. 

모델 규모가 증가할수록 GPU 간 통신량이

기하급수적으로 늘어나기 때문에 네트워크 효율은

시스템 전체 성능을 결정하는 핵심 요소가 되고 있다. 

Broadcom은 바로 이 지점을 공략하며 AI 인프라

가치사슬 내 독자적 위치를 확보하고 있다.

18

Figure 6. Meta's Custom AI Silicon Strategy with Broadcom
Source: Meta Newsroom
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2.2 Hyperscalers: AI 인프라 수직 통합

생성형 AI의 확산 이후 연산 수요가 폭발적으로

증가하면서 반도체 확보, 데이터센터 구축, 전력

공급, AI 모델 운영까지 모두 경쟁력의 핵심 요소로

부상하고 있다. AI 서비스 규모가 확대될수록

반도체 조달 비용과 전력 비용이 급격히 증가하고

있으며, 이에 따라 Google, Amazon, Microsoft, 

Meta는 외부 공급망에 의존하는 구조에서 벗어나

반도체부터 데이터센터, 전력 인프라, AI 

서비스까지 직접 통제하는 수직 통합 전략을

강화하고 있다.
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이러한 변화의 배경에는 AI 경제성(AI Economics)이

존재한다. 과거 클라우드 사업은 서버와 스토리지를

효율적으로 운영하는 것이 핵심 경쟁력이었지만, AI 

시대에는 연산 자원 확보와 전력 공급 안정성이

수익성을 결정하는 핵심 변수로 부상하고 있다. AI 모델

규모가 확대될수록 GPU, HBM, 네트워크, 전력 비용이

급격히 증가하면서 하이퍼스케일러들은 단순한 인프라

소비자가 아니라 AI 인프라 자체를 설계하고 운영하는

주체로 변화하고 있다.

Figure 7. Big Three Hold Dominant Lead in Accelerating Cloud Market
Source: Statista, based on Synergy Research Group

Prepared by K-ASIC (2026)
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① Google: AI 스택 전반을 통합하는

풀스택 전략

Google은 하이퍼스케일러 가운데 가장 적극적으로

AI 스택 전반의 통합을 추진하고 있다. 2026년

1분기 Google Cloud 매출은 200억 달러를

기록하며 전년 동기 대비 63% 성장하였고, Gemini 

기반 AI 서비스와 Vertex AI 플랫폼 역시 빠르게

확대되고 있다.

Google의 핵심 전략은 TPU, Gemini, Vertex AI, 

Google Cloud를 하나의 통합 생태계로 연결하는

것이다. Google은 2015년부터 자체 AI 반도체인

TPU(Tensor Processing Unit)를 개발해 왔으며, 

현재는 학습과 추론을 모두 지원하는 차세대 TPU 

플랫폼을 통해 AI 인프라 경쟁력을 강화하고 있다. 

이를 통해 NVIDIA GPU 의존도를 일부 완화하는

동시에 AI 서비스 운영 비용을 최적화하고 있다.

소프트웨어 계층에서 Gemini는 Google 검색, 

Workspace, Android, Cloud 서비스 전반에 통합되고

있으며, Vertex AI는 기업 고객이 AI 모델을

개발·배포·운영할 수 있는 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 

즉 Google은 AI 반도체부터 모델, 개발 플랫폼, 

클라우드 서비스까지 모두 자체 생태계 안에서

제공하는 구조를 구축하고 있다.

Google의 전략은 단순히 AI 모델 경쟁에 머물지 않는다. 

AI 시대의 핵심 병목이 연산 자원 확보에서 전력 공급과

데이터센터 운영으로 확대되면서 Google은 데이터센터

투자와 전력 인프라 확보에도 적극적으로 나서고 있다. 

재생에너지 구매 계약(PPA) 확대, 전력망 연계 프로젝트, 

차세대 데이터센터 구축을 통해 AI 인프라 운영에

필요한 장기적 전력 수급 체계를 강화하고 있으며, 이는

AI 서비스 확대에 따른 비용 부담을 완화하기 위한

전략으로 해석된다.
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Figure 8. Google Announces $40 Billion Investment in Texas
Source: Courtesy of Governor Greg Abbott's Office
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② Amazon: 규모의 경제를 기반으로 한 AI 

인프라 운영 전략

Amazon은 글로벌 최대 클라우드 사업자인

AWS(Amazon Web Services)를 중심으로 AI 

인프라 경쟁력을 확대하고 있다. 2026년 1분기 약

376억 달러 규모의 자본 지출(CapEx)을

기록했으며, 연간 약 2,000억 달러 수준의 투자를

계획하고 있다. 이 가운데 상당 부분이 데이터센터

확장, AI 인프라 구축, 전력 확보에 투입되고 있다. 

Amazon의 전략은 AI 모델 자체보다 AI 서비스를

가장 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있는

환경을 구축하는 데 초점을 두고 있다. 이를 위해

자체 AI 반도체인 Trainium과 Inferentia를

개발하여 학습과 추론 비용을 절감하는 동시에, 

NVIDIA GPU 기반 인프라도 적극적으로 도입해

고객에게 다양한 선택지를 제공하고 있다. 

Amazon Bedrock을 통해 기업 고객들이 Anthropic, 

Meta, AI21 Labs 등 다양한 AI 모델을 활용할 수 있도록

지원하고 있으며, SageMaker를 통해 AI 모델 개발과

운영 환경을 제공하고 있다. 이러한 구조는 고객이 특정

모델에 종속되지 않고 AWS 플랫폼 내에서 AI 서비스를

구축할 수 있도록 설계된 것이 특징이다.

Amazon은 Anthropic에 대한 전략적 투자를 통해 AI 

모델 계층과의 연결성을 강화하고 있다. Anthropic은

AWS를 주요 클라우드 파트너로 활용하고 있으며, 

Trainium 기반 AI 인프라 도입도 확대하고 있다. 이는

클라우드, 반도체, AI 모델이 각각 독립적으로 존재하는

것이 아니라 하나의 가치사슬로 통합되고 있음을

보여주는 대표적인 사례로 평가된다. Amazon의 핵심

경쟁력은 규모의 경제에 있다. 글로벌 데이터센터 운영

경험과 대규모 클라우드 인프라를 바탕으로 AI 서비스를

효율적으로 제공하며, 이는 AI 시대에도 AWS의 중요한

경쟁 우위로 작용한다.
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Figure 9. Amazon Expands Strategic Partnership with Anthropic
Source: Amazon, Amazon and Anthropic Expand Strategic Collaboration (2026)
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③ Microsoft: AI를 엔터프라이즈

플랫폼으로 확장

Microsoft는 AI를 가장 빠르게 상용 서비스로

연결하고 있는 기업 가운데 하나다. Azure를

기반으로 AI 인프라를 확대하는 동시에

OpenAI와의 전략적 협력을 통해 Copilot 서비스를

Microsoft 365, Teams, GitHub, Dynamics 등 주요

제품군에 통합하고 있다. 이를 통해 AI를 독립적인

기술이 아닌 기업 업무 환경 전반에 내재화된

생산성 플랫폼으로 전환하고 있다.

Microsoft의 핵심 전략은 AI 모델 자체보다 AI가

실제로 활용되는 업무 환경을 선점하는 데 있다. 

Azure는 OpenAI 모델의 주요 운영 플랫폼 역할을

수행하고 있으며, 기업 고객들은 Azure를 통해 AI 

모델 개발, 배포, 운영 환경을 구축할 수 있다. 

Microsoft는 이를 기반으로 기업 고객의 AI 수요를

흡수하고 있다.

또한 Microsoft는 AI 인프라 경쟁력 강화를 위해 자체 

반도체 개발에도 적극적으로 나서고 있다. Maia AI 

Accelerator와 Cobalt CPU를 공개하며 AI 학습 및

추론을 위한 자체 인프라 역량을 확대하고 있으며, 

NVIDIA GPU 기반 클러스터와 병행 운영함으로써

안정적인 AI 컴퓨팅 자원을 확보하고 있다. 이는

급증하는 AI 수요에 대응하는 동시에 장기적으로 인프라

운영 비용을 최적화하기 위한 전략으로 해석된다.

Microsoft의 가장 큰 강점은 이미 구축된 엔터프라이즈

소프트웨어 생태계에 있다. 전 세계 수억 명의 사용자가

Microsoft 365, Windows, Teams, GitHub 등을 활용하고

있으며, Copilot은 이러한 기존 서비스에 자연스럽게

통합되고 있다. 

다른 하이퍼스케일러들이 인프라 구축에 집중하는 동안

Microsoft는 AI를 실제 업무 프로세스에 적용할 수 있는

플랫폼으로 전환하며 새로운 수요를 창출하고 있다.
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Figure 10. Microsoft’s AI Ecosystem
Source: ScholarHat, Microsoft AI Ecosystem
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④ Meta: 자체 소비형 AI 인프라 구축

Meta는 다른 하이퍼스케일러와 달리 외부 고객

대상 클라우드 사업보다 자체 서비스 경쟁력

강화를 목적으로 AI 인프라를 구축하고 있다. 

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, 

Threads 등 자사 플랫폼 전반에 AI 기능을

확대하기 위해 초대형 GPU 클러스터와

데이터센터 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 

AI를 핵심 성장 동력으로 육성하고 있다.

Meta의 전략은 AI 인프라를 판매하는 것이 아니라

직접 소비하는 데 있다. 생성형 AI, 추천 알고리즘, 

광고 최적화, 콘텐츠 생성, AI 에이전트 서비스에

필요한 연산 자원을 자체적으로 확보하기 위해

대규모 데이터센터를 구축하고 있으며, 이를 통해

AI 기술을 자사 플랫폼 경쟁력 강화에 활용하고

있다. 특히 수십억 명 규모의 사용자 기반을

보유하고 있다는 점에서 AI 인프라 투자는

곧 서비스 품질과 수익성 개선으로 직결된다. 

Meta는 자체 AI 모델 개발에도 적극적으로 투자하고

있다. Llama 시리즈를 중심으로 오픈소스 AI 전략을

추진하며 글로벌 개발자 생태계를 확대하고 있으며, 

이를 통해 AI 기술 확산과 플랫폼 영향력 강화를 동시에

추구하고 있다. 반도체 분야에서는 MTIA(Meta Training 

& Inference Accelerator)를 중심으로 자체 AI 반도체

개발을 추진하고 있다. Meta는 NVIDIA GPU 의존도를

완전히 대체하기보다는 추론(Inference) 중심

워크로드를 자체 칩으로 처리하여 비용과 전력

효율성을 개선하는 전략을 추진하고 있다. 

Meta의 가장 큰 강점은 방대한 사용자 기반과 데이터

자산이다. 수십억 명의 이용자가 생성하는 데이터와

소셜 그래프는 AI 모델 학습과 서비스 고도화에

활용되고 있으며, 광고 추천, 콘텐츠 추천, AI 기반 검색, 

개인화 서비스의 경쟁력을 높이는 핵심 자원으로

작용하고 있다.
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Figure 11. Meta Breaks Ground on $10 Billion Data Center Campus in Indiana
Source: Lebanon Reporter, Meta Makes Lebanon Data Center Announcement Official (2026)
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Implications

2026년 하이퍼스케일러 경쟁의 핵심은 AI 

인프라의 수직 통합에 있다. Google은 TPU·Gemini 

기반의 풀스택 AI 전략을, Amazon은 AWS 중심의

대규모 인프라 운영 전략을, Microsoft는

엔터프라이즈 AI 플랫폼 전략을, Meta는 자체

소비형 AI 인프라 전략을 추진하고 있다.

접근 방식은 서로 다르지만 네 기업 모두 반도체, 

데이터센터, 전력, 네트워크, AI 모델을 하나의 통합

플랫폼으로 구축하고 있다는 공통점을 가진다. 

이는 AI 시대의 경쟁력이 더 이상 개별 서비스나

클라우드 점유율이 아니라 AI 인프라 전체를

얼마나 효율적으로 통제할 수 있는가에 의해

결정되고 있음을 의미한다.

결과적으로 하이퍼스케일러는 더 이상 반도체 기업의

고객이 아니다. 이들은 AI 인프라의 최대 수요자인

동시에 설계자이자 운영자로서, 글로벌 반도체 산업의

수요 구조와 공급망 방향을 결정하는 핵심 주체로

자리잡고 있다. AI 시대의 주도권 역시 가장 뛰어난

모델을 보유한 기업보다 가장 강력한 인프라를 구축한

기업에게 집중되는 방향으로 전개되고 있다.

Figure 12. 2026 하이퍼스케일러 경쟁의 핵심: AI 인프라 수직 통합
Prepared by K-ASIC (2026)
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2.3 AI Models: AI 인프라 수요의 원천

생성형 AI 시장이 성숙 단계로 진입하면서 AI 모델

기업은 단순한 소프트웨어 공급자를 넘어 글로벌

AI 인프라 수요를 결정하는 핵심 주체로 부상하고

있다. 과거 PC 시대에는 운영체제(OS)가

소프트웨어 생태계를 지배했고, 모바일 시대에는

iOS와 Android가 플랫폼 경쟁의 중심이었다면, AI 

시대에는 초거대 언어모델(LLM)이 새로운

운영체제 계층으로 자리잡고 있다. 대부분의 AI 

에이전트, 코파일럿(Copilot), 자동화 솔루션은

OpenAI와 Anthropic이 제공하는 모델을 기반으로

구축되고 있으며, 기업들은 이들의 API를 활용해

AI 기능을 자사 서비스와 업무 환경에 통합하고

있다.

이러한 구조는 AI 모델 기업을 반도체 산업

최상단의 수요 창출자로 변화시키고 있다. 더 높은

성능의 모델을 개발하기 위해서는 수만 개 이상의

GPU, 대규모 HBM, 초고속 네트워크, 데이터센터, 

전력 인프라가 필요하다. 모델 규모가 확대될수록

컴퓨팅 수요는 기하급수적으로 증가하며, 

결과적으로 AI 모델 기업의 기술 로드맵은 GPU, 

메모리, 네트워크, 데이터센터 투자 방향을

결정하는 핵심 변수로 작용하고 있다.

또한 AI 모델 산업은 강력한 네트워크 효과를

기반으로 성장하고 있다. 사용자가 증가할수록 더

많은 데이터와 피드백이 축적되고, 이는 모델 성능

향상으로 이어진다. 향상된 성능은 다시 사용자

증가와 생태계 확장을 유도하며, 이는 추가적인

컴퓨팅 투자와 인프라 확대로 연결된다. 이러한

선순환 구조는 신규 진입자의 시장 진입 장벽을

높이는 동시에 선도 기업의 영향력을 더욱

강화하고 있다.
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특히 프런티어(Frontier) AI 모델 개발에 필요한 투자

규모는 빠르게 증가하고 있다. 최신 모델 학습에는

수십억 달러 규모의 컴퓨팅 비용과 수만 개 이상의 GPU 

클러스터가 요구되며, 이를 감당할 수 있는 기업은 전

세계적으로 극히 제한적이다. 이에 따라 AI 모델

기업들은 독자적인 인프라 구축보다 하이퍼스케일러, 

반도체 기업, 정부와의 전략적 협력을 통해 AI 인프라를

확보하는 방향으로 움직이고 있다. AI 모델 경쟁은 곧 AI 

인프라 확보 경쟁으로 연결되고 있으며, AI 모델 기업은

반도체 산업 전반의 수요를 견인하는 핵심 축으로

자리잡고 있다.
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① OpenAI: AI 시대의 범용 플랫폼 구축

OpenAI는 현재 AI 모델 시장에서 가장 높은

대중성과 브랜드 인지도를 확보한 기업으로

평가된다. ChatGPT를 중심으로 소비자 시장을

선점한 데 이어 API와 엔터프라이즈 서비스를

확대하며 AI 시대의 범용 플랫폼 구축을 추진하고

있다. 

OpenAI의 핵심 전략은 범용 AI 모델을 기반으로

소비자, 개발자, 기업 고객을 하나의 생태계로

연결하는 것이다. ChatGPT는 이미 전 세계에서

가장 널리 사용되는 AI 인터페이스 가운데 하나로

자리잡았으며, 수많은 기업과 개발자가 OpenAI 

API를 활용해 자사 서비스에 AI 기능을 통합하고

있다. 이는 과거 모바일 애플리케이션이 iOS와

Android 생태계 위에서 성장했던 구조와 유사하다. 

인프라 측면에서는 Microsoft Azure를 중심으로

Oracle, CoreWeave, NVIDIA 등과 협력하며 초대형

GPU 클러스터를 확보하고 있다. 또한 국가 단위 AI 

인프라 구축 프로젝트와 정부 협력을 확대하며 AI 

모델 기업을 넘어 AI 플랫폼 기업으로 진화하고

있다. 

OpenAI의 영향력은 단순히 모델 성능에 있지 않다. 

OpenAI는 AI 서비스 수요를 가장 빠르게

확대시키는 기업이며, 그 과정에서 GPU, HBM, 

데이터센터, 전력 인프라에 대한 수요를 동시에

창출하고 있다. 결과적으로 OpenAI는 소비자

시장과 개발자 생태계를 동시에 확보한 AI 시대의

대표 플랫폼 기업이자, AI 인프라 수요를 가장

강력하게 견인하는 핵심 플레이어로 평가된다.

② Anthropic: 엔터프라이즈 중심의 신뢰 기반

AI 전략

Claude 모델은 장문 문서 처리, 복잡한 분석 업무, 

기업용 워크플로우 자동화 분야에서 강점을 보이며

금융, 헬스케어, 공공 부문, 규제 산업 등 신뢰성과

정확성이 중요한 시장에서 빠르게 채택되고 있다. 

Anthropic은 단순히 더 강력한 모델을 개발하는 것이

아니라 기업 환경에서 실제 활용 가능한 안전하고 예측

가능한 AI 시스템 구축을 핵심 목표로 삼고 있다.

인프라 전략 역시 차별화된다. Anthropic은 Amazon과

Google이라는 두 주요 하이퍼스케일러와 동시에

협력하며 특정 플랫폼 의존도를 최소화하고 있다. AWS 

기반 Claude 서비스 확대, Google Cloud 및 TPU 협력, 

Broadcom과의 장기 ASIC 협력 등을 통해 안정적인

컴퓨팅 자원을 확보하고 있으며, 이를 기반으로

엔터프라이즈 시장 확대를 추진하고 있다.

Anthropic의 전략은 AI 성능 경쟁만이 아니라 보안, 정책

준수, 책임 있는 AI 활용을 경쟁력으로 전환하는 데 있다. 

이는 향후 규제 환경이 강화될수록 더욱 중요한 차별화

요소로 작용할 가능성이 높다.
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Implications

OpenAI와 Anthropic은 모두 AI 모델을 개발하는

기업이지만, 실제로는 글로벌 반도체·데이터센터

산업의 수요를 결정하는 핵심 주체로 기능하고

있다. OpenAI가 범용 플랫폼과 개발자 생태계를

기반으로 AI 시장 확대를 주도하고 있다면, 

Anthropic은 신뢰성과 엔터프라이즈 중심 전략을

통해 기업 시장을 확장하고 있다. 

중요한 점은 AI 모델 기업이 더 이상 소프트웨어

기업이 아니라는 사실이다. 이들은 GPU, HBM, 

네트워크, 데이터센터, 전력 인프라에 대한 수요를

창출하는 최상위 계층에 위치하며, AI 시대의

새로운 운영체제 계층으로 진화하고 있다. 

과거 운영체제 기업이 PC 산업의 방향을 결정했듯이, AI 

모델 기업은 AI 인프라 투자와 반도체 수요의 방향을

결정하는 핵심 변수로 자리잡고 있다.

결과적으로 2026년 AI 인프라 경쟁의 출발점은 GPU나

데이터센터가 아니라 AI 모델에 있다. AI 모델 기업이

요구하는 연산 규모와 서비스 확장 속도가 GPU, HBM, 

네트워크, 전력 인프라 투자 규모를 결정하고 있으며, 

이는 향후 반도체 산업 성장과 공급망 재편 과정에서도

가장 중요한 수요 변수로 작용할 전망이다.

Figure 13. Comparison of Annualized Revenue Growth: OpenAI vs. Anthropic
Source: Luke Emberson, Anthropic could surpass OpenAI in annualized revenue by mid-2026 (Feb. 19, 2026)
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2.4 AI 데이터센터: AI 시대 인프라의 심장

글로벌 상업용 부동산 및 데이터센터 시장

분석기관인 JLL(Jones Lang LaSalle)은 「2026 

Global Data Center Outlook」에서 전 세계

데이터센터 용량이 2025년부터 2030년까지 약

97GW 증가하며 사실상 두 배 규모로 확대될

것으로 전망했다. 이는 연평균 약 14% 성장률과

최대 3조 달러 규모의 인프라 투자 사이클을

의미한다. AI 모델의 규모가 급격히 확대되면서

데이터센터는 더 이상 단순한 IT 시설이 아니라 AI 

경제를 구동하는 핵심 생산 인프라이자 국가

경쟁력을 결정하는 전략 자산으로 재정의되고

있다.

28

특히 미국은 이번 AI 인프라 투자 사이클의 중심지로

부상하고 있다. 버지니아, 텍사스, 캘리포니아 등 주요

주(州)는 전력망, 세제 혜택, 토지 개발 정책을 결합해

대규모 AI 데이터센터 유치 경쟁을 벌이고 있으며, 

하이퍼스케일러와 인프라 투자자들은 향후 수년간 

수천억 달러 규모의 신규 투자를 계획하고 있다. 과거

데이터센터가 클라우드 서비스를 위한 IT 자산이었다면, 

현재는 AI 연산 능력을 생산하는 국가 차원의 전략

인프라로 인식되기 시작했다.

이러한 변화의 배경에는 AI 인프라 경쟁의 본질이 있다. 

생성형 AI, AI 에이전트, 피지컬 AI의 확산으로 GPU, 

HBM, 네트워크 등 개별 부품의 중요성이 높아지고

있지만, 결국 이들 자산이 실제로 운영되는 공간은

데이터센터다. 

Figure 14. Geographic Shift in U.S. Data Center Development
Source: Pew Research Center, based on Data Center Map (accessed Feb. 19, 2026)

Prepared by K-ASIC (2026)
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다시 말해 AI 시대의 경쟁력은 단순히 반도체를

얼마나 확보했느냐가 아니라, 얼마나 많은 전력과

데이터센터 수용 능력을 확보했는가에 의해

결정되기 시작했다. 

기술 구조 역시 빠르게 변화하고 있다. 전통적인

클라우드 데이터센터가 랙당 5~15kW 수준의 전력

밀도와 공냉(Air Cooling) 방식을 기반으로

설계되었다면, NVIDIA Hopper, Blackwell, Rubin 

등 차세대 AI 가속기 도입 이후 랙당 전력 밀도는

40~200kW 수준으로 증가하고 있으며 일부 차세대

AI 클러스터는 500kW 이상을 목표로 설계되고

있다. 이에 따라 액체냉각(Liquid Cooling)은 선택

사항이 아닌 필수 인프라로 자리잡고 있으며, 냉각

기술과 전력 효율성은 AI 데이터센터 경쟁력의

핵심 요소로 부상하고 있다. 

이는 데이터센터의 구조 자체를 변화시키고 있다.

29

과거 데이터센터가 서버를 수용하는 부동산 자산에

가까웠다면, 현재는 전력, 냉각, 네트워크, 고성능

반도체가 결합된 복합 인프라로 진화하고 있다. 

결과적으로 데이터센터 경쟁은 단순한 건물 규모 

경쟁이 아니라 전력 공급 능력, 열 관리 기술, 네트워크

연결성, 운영 효율성을 종합적으로 확보하는 경쟁으로

변화하고 있다. 

그러나 데이터센터 투자 확대가 곧바로 인프라 확대로

이어지는 것은 아니다. 첫 번째 제약 요인은 AI 가속기의

수명 주기와 감가상각 구조다. AI 데이터센터 투자에서

GPU와 ASIC 등 연산용 반도체가 차지하는 비중은

지속적으로 증가하고 있지만, 최신 AI 가속기의 기술

수명은 3~4년 수준으로 짧아지고 있다. 반면 회계상

감가상각 기간은 일반적으로 5~7년 수준으로 설정되어

있어 기술 현실과 회계 기준 사이의 괴리가 발생할

가능성이 높다. 이는 투자 회수 기간, EBITDA, ROI에

영향을 미치는 핵심 변수로 부상할 전망이다.

Figure 15. AI Accelerator Lifecycle and Depreciation Structure
Source: Goldman Sachs Global Institute and Goldman Sachs Global Investment Research

Prepared by K-ASIC (2026)
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두 번째 제약 요인은 전력망과 건설 인프라다. Wall 

Street Journal과 JPMorgan 분석에 따르면 변압기, 

가스터빈, 송전망 확보 지연과 인허가 문제로 인해

상당수 데이터센터 프로젝트가 계획보다 늦게

진행되고 있다. 특히 2027년 완공 예정 프로젝트

중 상당수가 아직 본격적인 건설 단계에 진입하지

못한 것으로 알려져 있으며, 이는 AI 인프라 수요와

실제 공급 사이의 간극을 확대시키는 요인으로

작용하고 있다. AI 산업의 성장 속도가 더 이상 

GPU 공급만으로 결정되지 않고 전력망 구축

속도에 의해 제한되기 시작했다는 의미다.

세 번째 제약 요인은 전력 확보 경쟁이다. 

Goldman Sachs와 Harvard Belfer Center에 따르면

데이터센터 전력 수요는 2030년까지 2023년 대비

약 150~170% 증가할 것으로 전망된다. 이에 따라

Google, Microsoft, Amazon, Meta 등

주요 하이퍼스케일러는 재생에너지 계약(PPA), 원자력

발전, 소형모듈원자로(SMR), 연료전지 투자 등을

확대하며 직접적인 전력 확보 경쟁에 나서고 있다. 과거

데이터센터 기업이 전력을 구매하는 소비자였다면, 

현재는 전력 생산과 공급망 구축에 직접 참여하는

투자자로 변화하고 있다. 

그럼에도 불구하고 시장의 방향성은 명확하다. JLL은

2030년까지 데이터센터 산업에 약 1.2조 달러 규모의

부동산 자산 투자와 8,700억 달러 규모의 신규 부채

조달, 그리고 1~2조 달러 규모의 IT 장비 투자가 필요할

것으로 전망하고 있다. 이는 연기금, 인프라 펀드, 

국부펀드 등 장기 자본이 데이터센터를 미래 성장

자산으로 인식하고 있음을 의미한다. 또한 AI 

데이터센터는 향후 반도체, 전력, 통신, 부동산 산업을

연결하는 핵심 투자 영역으로 자리잡을 가능성이 높다.

Figure 16. Geographic Distribution of the Sovereign AI Infrastructure Market (2026)
Source: Roots Analysis Business Research & Consulting

Prepared by K-ASIC (2026)
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Implications

2026년 데이터센터 산업의 본질은 AI 인프라

경쟁의 물리적 기반 확보에 있다. AI 산업의 성장

속도는 더 이상 반도체 성능만으로 결정되지

않는다. 전력 공급 능력, 냉각 기술, 송전망 구축, 

토지 확보, 데이터센터 건설 속도가 AI 산업 전체의

성장 한계를 결정하는 새로운 병목으로 부상하고

있다.

반도체가 AI 혁신의 엔진이라면, 데이터센터는 그

엔진을 실제로 구동하는 생산 인프라이자 AI 시대의

심장으로 기능하고 있다. 따라서 향후 AI 인프라 경쟁의

승자는 가장 많은 GPU를 확보한 기업이 아니라, 가장

안정적으로 확장 가능한 데이터센터 인프라를 구축한

기업이 될 가능성이 높다.

AI Demand 
Expansion

Infrastructure 
Constraints

Strategic Control 
Points

Competitive 
Outcome

Generative AI Power Availability Energy Procurement AI Infrastructure Leadership

AI Agents Cooling Capacity Utility & Grid Access Scalable Compute Capacity

Physical AI Transmission Infrastructure Data Center Development Sustainable Growth

Sovereign AI Land & Permitting Infrastructure Ownership Long-Term Competitive 
Advantage
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(GenAI · Agents · Physical AI)

Compute Demand
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(GPU · HBM · Networking)

Infrastructure 
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Data Center 
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Figure 17. Critical Path to AI Infrastructure Leadership
Prepared by K-ASIC (2026)

Figure 18. The Shift of AI Competitive Bottlenecks
Prepared by K-ASIC (2026)
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2.5 Fab: 미국형 제조 플랫폼의 부상

2026년 미국 Fab(반도체 제조) 산업의 핵심 변화는

단순한 생산능력 확대를 넘어 AI 시대에 필요한

제조 역량을 미국 내에서 확보하려는 움직임이

본격화되고 있다는 점이다. 생성형 AI를 넘어 AI 

에이전트, 자율주행, 휴머노이드 로봇, Physical AI, 

AI 데이터센터 시장이 빠르게 성장하면서 반도체

산업의 경쟁 축은 설계(Fabless) 중심에서 제조(Fab) 

역량 확보 경쟁으로 확대되고 있다. 이에 따라 첨단

공정, 첨단 패키징, 생산 능력은 단순한 제조

자산이 아니라 국가 경쟁력과 공급망 주도권을

결정하는 전략 자산으로 재정의되고 있다. 

특히 AI 시대 Fab 경쟁의 본질은 공정 미세화

경쟁보다 생산능력(Capacity) 확보 경쟁에 가깝다. 

AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서 GPU, 

ASIC, HBM, 첨단 패키징 전반에서 공급 부족

현상이 지속되고 있으며, 기업들은 가장 앞선

기술보다 필요한 시점에 안정적으로 생산할 수

있는 제조 역량 확보에 집중하고 있다. AI 인프라

투자 규모가 확대될수록 생산능력 자체가 기업

경쟁력뿐 아니라 국가 경쟁력을 결정하는 핵심

변수로 작용하고 있다.

이 과정에서 첨단 패키징(Advanced Packaging)의

중요성도 빠르게 확대되고 있다. AI 반도체는 단일

칩 성능 향상보다 칩렛(Chiplet), HBM, 고대역폭

인터커넥트 기술을 활용한 시스템 수준의 성능

향상에 무게 중심이 이동하고 있다. 이에 따라

CoWoS, *Foveros, EMIB(Embedded Multi-die 

Interconnect Bridge), Hybrid Bonding과 같은 첨단

패키징 기술은 공정 기술만큼 중요한 경쟁 요소로

부상하고 있다. 
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특히 AI 가속기는 첨단 패키징 없이 성능 구현이 어렵고,

미국 역시 첨단 패키징 역량 확보를 위해 반도체 공급망

내재화 전략의 핵심 과제로 추진하고 있다. 

이러한 흐름 속에서 미국 정부는 CHIPS and Science 

Act와 Section 232 정책을 통해 첨단 제조 역량의 미국

내 집중을 유도하고 있다. 과거 미국의 반도체 정책이

설계 경쟁력 유지에 초점을 맞추었다면, 현재는 첨단

공정, 패키징, 생산능력까지 포함한 제조 생태계 전반을

미국 내에 구축하는 방향으로 진화하고 있다. 이는 AI 

시대 경쟁력이 설계 역량만으로 확보될 수 없으며, 실제

생산능력과 공급망 통제 능력이 동반되어야 한다는

인식이 반영된 결과로 해석된다.

미국 내 제조 생태계 확대의 중심에는 Intel과 TSMC가

자리하고 있다. TSMC는 애리조나 생산시설을 통해 미국

내 최첨단 공정 생산 거점을 구축하고 있으며, 미국

정부가 추진하는 제조 역량 내재화 전략의 가장

상징적인 사례로 평가된다. 미국은 TSMC를 통해 첨단

공정 생산능력을 확보하는 동시에, 장기적으로는 첨단

패키징과 후공정 생태계까지 미국 내에 구축하려 하고

있다.

반면 Intel은 미국형 파운드리 구축의 핵심 축으로

자리매김하고 있다. Intel은 애리조나, 오하이오, 

뉴멕시코, 오리건 등을 중심으로 1,000억 달러 이상의

투자 계획을 추진하고 있으며, Intel 18A와 차세대 14A 

공정을 기반으로 첨단 로직 공정 경쟁력 회복에 나서고

있다. 동시에 EMIB와 Foveros를 중심으로 첨단 패키징

역량을 확대하며 공정과 패키징을 동시에 제공하는

통합 제조 플랫폼 구축을 추진하고 있다. 이는 단순한

IDM 기업을 넘어 미국형 시스템 파운드리로 전환하려는

전략으로 평가된다.
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한편 Tesla·SpaceX·xAI는 TeraFab 프로젝트를 통해

AI 시대의 새로운 제조 수요를 창출하고 있다. 이들

기업은 자율주행, 휴머노이드 로봇, AI 데이터센터, 

우주 인프라 등 Physical AI 시장 확대에 대응하기

위해 자체 AI 반도체 공급망 구축을 추진하고 있다. 

특히 AI5, D3 등 차세대 AI 반도체 개발과 대규모

AI 컴퓨팅 인프라 구축을 통해 장기적으로는

설계부터 제조, 서비스까지 통합된 Physical AI 

플랫폼 구축을 목표로 하고 있다.

이는 기존 반도체 산업과 차별화되는 접근

방식이다. 과거 반도체 기업이 시장 수요에

대응하기 위해 생산능력을 확대했다면, 

Tesla·SpaceX·xAI는 미래 수요를 직접 창출하면서

동시에 공급망까지 확보하려는 전략을 추진하고

있다. 다시 말해 Fab은 단순한 제조시설이 아니라

AI·로봇·우주 산업을 뒷받침하는 핵심 인프라로

기능하기 시작한 것이다.

Implications

2026년 미국 Fab 산업은 첨단 공정 확보를 넘어

생산능력, 첨단 패키징, 공급망 안정성, Physical AI 

수요를 동시에 연결하는 방향으로 진화하고 있다. 

TSMC는 미국 내 최첨단 제조 역량 구축을 담당하고

있으며, Intel은 미국형 파운드리 플랫폼 구축을

추진하고 있다. Tesla·SpaceX·xAI는 차세대 AI 산업의

수요를 창출하며 새로운 제조 생태계 형성에 기여하고

있다.

AI 시대 제조 역량은 단순 제조 시설을 넘어 데이터센터, 

AI 모델, 전력 인프라와 함께 국가 경쟁력을 결정하는

핵심 전략 자산으로 자리잡고 있으며, 미국은 이를 자국

내에 내재화하기 위해 대규모 정책 지원과 민간 투자를

동시에 추진하고 있다. 이는 반도체 산업의 경쟁이 설계

경쟁을 넘어 제조 역량, 생산능력, 첨단 패키징, 공급망

통제 능력을 포함하는 종합 경쟁으로 확대되고 있음을

보여주는 대표적인 사례라 할 수 있다.
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2.6 메모리: HBM, AI 인프라의 병목

2026년 메모리 산업의 핵심 변화는 시장의

중심축이 범용 DRAM에서 HBM(High Bandwidth 

Memory)으로 이동하고 있다는 점이다. HBM은 AI 

반도체가 대규모 데이터를 실시간으로 처리할 수

있도록 지원하는 초고대역폭 메모리로, 생성형 

AI와 AI 데이터센터 확산에 따라 AI 인프라의 핵심

구성요소로 자리잡고 있다. 과거 메모리 산업이

경기 변동에 따라 움직이는 전형적인 사이클

산업이었다면, 현재는 AI 인프라 구축 속도를

결정하는 전략 산업으로 성격이 변화하고 있다.

34

세계반도체시장통계기구(World Semiconductor Trade 

Statistics, WSTS)는 2026년 글로벌 반도체 시장이 1조

달러를 상회하는 규모로 성장할 것으로 전망하고

있으며, 메모리 부문이 전체 시장 성장을 견인하는 핵심

영역으로 평가하고 있다. 특히 DRAM과 HBM 수요는 AI 

서버 및 AI 가속기 확산과 함께 구조적 성장 국면에

진입하고 있다.

공급 구조는 극도로 제한적이다. 글로벌 DRAM 시장은

삼성전자, SK hynix, Micron이 90% 이상을 점유하는

과점 구조를 형성하고 있으며, HBM 시장에서는

집중도가 더욱 높다. 특히 SK hynix가 시장을 주도하고

있으며 삼성전자와 Micron이 뒤를 잇고 있다. 이러한

구조는 단순한 시장 점유율 문제가 아니라 AI 인프라

확장 속도를 결정하는 공급망 리스크로 작용하고 있다.

Figure 19. Global DRAM Market Share (Q1 2025–Q1 2026)
Source: Counterpoint Research, Memory Tracker (2026)

Prepared by K-ASIC (2026)
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미국 역시 HBM을 전략 자산으로 인식하고 공급망

내재화에 적극 나서고 있다. 미국 최대 메모리 기업인

Micron은 향후 20년간 약 2,000억 달러 규모의 투자

계획을 발표했으며, 뉴욕, 아이다호, 버지니아를

중심으로 차세대 DRAM 및 HBM 생산시설과 연구개발

역량을 확대하고 있다. 미국 정부 역시 CHIPS and 

Science Act를 통해 약 62억 달러 규모의 직접 지원을

제공하며 이를 뒷받침하고 있다.

이는 단순한 산업 지원 정책이 아니다. 미국은

삼성전자와 SK hynix 중심의 글로벌 메모리 공급 구조를

완화하고, AI 인프라의 핵심 병목인 메모리를 미국 내

전략 공급망으로 편입하려는 장기 전략을 추진하고

있다. GPU, 데이터센터, 전력 인프라와 마찬가지로 HBM 

역시 국가 경쟁력과 안보를 결정하는 전략 자산으로

인식되기 시작한 것이다.

한편 MRAM(Magnetoresistive RAM), ReRAM(Resistive 

RAM) 등 차세대 비휘발성 메모리 기술도 자동차, 

산업용 반도체, 엣지 컴퓨팅 분야를 중심으로

점진적으로 확대되고 있다. 이들 기술은 저전력, 

비휘발성, 빠른 응답 속도를 강점으로 특정 시장에서

활용 범위를 넓혀가고 있다. 그러나 현재 시장 규모와

산업적 영향력 측면에서는 여전히 DRAM과 HBM이

압도적인 비중을 차지하고 있으며, AI 데이터센터 투자

확대의 직접적인 수혜 역시 HBM에 집중되고 있다.

문제는 AI 수요 증가 속도가 생산능력 확대 속도를

크게 상회하고 있다는 점이다. 주요 공급업체들의

생산 물량은 이미 상당 부분 선판매된 상태이며, AI 

데이터센터 구축 일정 또한 HBM 확보 여부에

영향을 받고 있다. 업계에서는 GPU보다 HBM이 더

희소한 자원이 되었다는 평가까지 제기되고 있다. 

과거 AI 인프라 경쟁의 핵심이 GPU 확보였다면, 

현재는 GPU와 함께 HBM 확보 능력이 시스템 구축

속도를 결정하는 핵심 변수로 부상하고 있다.

기술 경쟁의 중심 역시 HBM으로 이동하고 있다. 

현재 시장의 주력 제품은 HBM3E이며, 차세대

HBM4는 대역폭과 전력 효율을 크게 향상시키는

방향으로 개발이 진행되고 있다. HBM4는 차세대

AI 가속기와 데이터센터를 겨냥해 인터페이스 확장, 

적층 구조 고도화, 전력 효율 개선이 추진되고

있으며, 향후 AI 인프라 성능 향상의 핵심 기반으로

평가받고 있다.

특히 HBM 경쟁은 더 이상 메모리 기술만의 경쟁이

아니다. AI 반도체의 성능이 높아질수록 HBM과

GPU를 연결하는 첨단 패키징 기술의 중요성도

함께 증가하고 있다. CoWoS, Hybrid Bonding, 

2.5D 및 3D 패키징 기술은 HBM 성능을 실제

시스템 성능으로 연결하는 핵심 기술로 자리잡고

있으며, 향후 메모리 경쟁은 대역폭, 전력 효율, 

열관리, 패키징 기술을 포함한 시스템 수준

경쟁으로 확대될 전망이다.
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Implications

2026년 메모리 산업은 ‘용량 경쟁’보다 ‘대역폭

경쟁’의 시대로 진입하고 있다. 과거에는 얼마나

많은 데이터를 저장할 수 있는지가 중요했다면, 

현재는 얼마나 빠르게 데이터를 이동시키고

공급할 수 있는지가 시스템 성능을 결정한다. AI 

모델 규모가 확대될수록 연산 성능 향상만으로는

시스템 효율을 높이기 어려워지고 있으며, 메모리

대역폭이 전체 AI 인프라 성능을 결정하는 핵심

변수로 부상하고 있다.

결국 AI 시대의 성능 병목은 연산 칩에서 메모리

대역폭으로 이동하고 있다. HBM은 AI 인프라의

핵심 병목이자 가장 중요한 전략 자산으로

자리잡고 있으며, GPU와 ASIC이 아무리

발전하더라도 HBM 공급이 이를 뒷받침하지

못하면 전체 시스템 성능은 제한될 수밖에 없다. 

2026년은 이러한 구조적 변화가 본격적으로

현실화된 시기이며, 메모리 산업이 AI 인프라

가치사슬의 중심으로 이동한 전환점으로 평가된다.
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3. 2026년 하반기 전망: AI 인프라 병목 해소 경쟁
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Key Takeaways 

2026년 하반기 글로벌 AI 산업의 핵심 키워드는

단연 ‘병목(Bottleneck)’이다. 생성형 AI를 넘어 AI 

에이전트(AI Agent), 피지컬 AI, 자율주행, 로보틱스

등 새로운 수요가 빠르게 확대되면서 AI 컴퓨팅

수요는 사상 최고 수준으로 증가하고 있다. 그러나

이를 뒷받침해야 할 전력, 네트워크, 데이터센터, 

반도체 공급망은 여전히 구조적 한계에 직면해

있다.

2026년 상반기 주요 반도체 기업과

하이퍼스케일러들은 사상 최대 규모의

자본지출(CapEx)을 집행했음에도 불구하고 공급

부족 문제는 해소되지 않았다. 오히려 AI 수요

확대는 추가적인 투자 경쟁을 촉발하고 있으며, 

이는 현재의 AI 경쟁이 단순한 기술 혁신이 아닌

장기적인 인프라 확보 경쟁으로 전환되고 있음을

보여준다.

특히 AI 산업의 성장 속도를 결정하는 병목은 크게

세 가지로 압축된다. 첫째는 AI 데이터센터 확장의

한계를 결정하는 전력(Power), 둘째는 수만 개의

AI 가속기를 연결하는 광통신(Optical 

Interconnect), 셋째는 차세대 컴퓨팅

패러다임으로 부상하고 있는 퀀텀

컴퓨팅(Quantum Computing)이다. 2026년

하반기 AI 산업의 방향성은 결국 이러한 병목을

누가 먼저 해결하느냐에 의해 결정될 가능성이

높다.

3.1 전력: AI 인프라의 최우선 병목

AI 인프라 경쟁의 가장 근본적인 제약 요소는 더 이상

GPU나 HBM이 아니다. 2026년 하반기부터는

전력(Power)이 새로운 HBM으로 부상하고 있으며, AI 

데이터센터 구축의 속도는 반도체 확보 능력보다 전력

확보 능력에 의해 결정되는 국면으로 진입하고 있다.

에너지 시장 전문 조사기관 BloombergNEF(BNEF)에

따르면 데이터센터는 전기차와 수소 산업을 넘어 가장

빠르게 전력 수요가 증가하는 산업으로 부상하고 있다. 

2025년 기준 글로벌 데이터센터 전력 소비는 약

500TWh 수준에 도달했으며, AI 데이터센터 확산과

함께 지속적인 증가가 예상된다. Goldman Sachs 역시

2023년부터 2030년까지 데이터센터 전력 수요가 약

150~170% 증가할 것으로 전망하고 있다.

문제는 발전량 자체보다 전력망 연결 속도에 있다. 

미국에서는 변압기, 가스터빈, 송전선, 인허가 등의

문제로 인해 데이터센터 프로젝트가 지연되는 사례가

증가하고 있다. 일부 지역에서는 데이터센터 건설이

완료되더라도 전력망 연결까지 수년이 소요되는 사례가

나타나고 있으며, 이는 AI 인프라 확대의 가장 현실적인

제약 요소로 부상하고 있다. 이에 따라 기업들은

단기·중기·장기 전략을 동시에 추진하고 있다.

단기적으로는 Schneider Electric, Vertiv, Eaton, ABB와

같은 전력 인프라 기업들이 데이터센터용 전력·냉각

솔루션 공급을 확대하고 있으며, Bloom Energy의

연료전지(Fuel Cell)와 같은 온사이트(On-site) 발전

설비가 빠르게 확산되고 있다. Oracle의 Project Jupiter 

데이터센터는 최대 2.45GW 규모의 연료전지 기반

마이크로그리드 구축을 추진하며 대표적인 사례로

평가된다.
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중기적으로는 하이퍼스케일러들이 발전 자산을

직접 확보하는 방향으로 움직이고 있다. Google은

태양광·에너지저장장치(ESS) 개발기업인 Intersect 

Power와의 협력을 확대하며 발전소와

데이터센터를 동시에 개발하는 전략을 추진하고

있으며, NextEra Energy, AES, Xcel Energy 등

유틸리티 기업들도 데이터센터 전용 전력

프로젝트를 확대하고 있다.

39

장기적으로는 원자력이 핵심 대안으로 부상하고 있다. 

Microsoft는 Constellation Energy와 협력해 Three Mile 

Island 원전 재가동 프로젝트를 추진하고 있으며, Meta 

또한 Vistra, TerraPower, Oklo 등과 협력해 원자력 기반

전력 확보 전략을 추진 중이다. 특히

소형모듈원자로(SMR)는 2030년 이후 AI 데이터센터의

핵심 전력원으로 자리잡을 가능성이 높다.

Figure 20. Forecasts of U.S. Data Center Power Demand
Source: BloombergNEF, U.S. Data Center Outlook: The Age of AI

Prepared by K-ASIC (2026)

U.S. Semiconductor Industry Trends in H1 2026



40

3.2 광통신: AI 인프라 연결성의 혁신

전력 다음으로 부상하는 병목은

연결성(Connectivity)이다. AI 모델 규모가 급격히

증가하면서 데이터센터 내부의 수천~수만 개

GPU를 하나의 거대한 컴퓨팅 시스템처럼

연결해야 하는 상황이 발생하고 있다. 그러나 기존

구리(Copper) 기반 전기 인터커넥트는 대역폭, 

전력 소모, 발열 측면에서 물리적 한계에 근접하고

있다.

Goldman Sachs Research는 AI 인프라 투자에서

네트워크와 광학(Optics)이 GPU 다음 단계의 핵심

투자 영역으로 부상하고 있다고 분석한다. AI 

클러스터의 성능은 더 이상 개별 GPU 성능만으로

결정되지 않으며, GPU 간 통신 효율이 전체 학습

및 추론 성능을 좌우하기 시작했다. 

특히 수천 개 이상의 GPU를 연결하는 초대형 AI 

클러스터 환경에서는 데이터 이동(Data Movement) 

효율성이 연산 성능만큼 중요한 경쟁 요소로 부상하고

있다.

이러한 배경 속에서 실리콘 포토닉스(Silicon Photonics) 

기반 광통신이 차세대 인터커넥트 기술로 부상하고

있다. 광통신은 전기 신호 대신 빛을 활용해 데이터를

전송함으로써 높은 대역폭, 낮은 전력 소모, 장거리 전송

능력을 동시에 제공할 수 있다. 이는 AI 데이터센터가

직면한 연결성·발열·전력 효율 문제를 동시에 해결할 수

있는 대안으로 평가된다.

Figure 21. NVIDIA Vera Rubin Scale-Up and Scale-Out Network Architecture (2026E)
Source: Goldman Sachs Global Investment Research
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2026년에는 NVIDIA, AMD, Broadcom, Meta, 

Microsoft, OpenAI 등이 참여하는 OCI(Optical 

Connectivity for AI) 컨소시엄이 출범하며 AI 

인프라용 광 인터커넥트 표준화가 본격적으로

시작되었다. 이는 AI 데이터센터 아키텍처가 전기

중심 구조에서 광 중심 구조로 전환되고 있음을

의미한다.

Broadcom은 Tomahawk 스위치와 실리콘

포토닉스를 결합한 CPO(Co-Packaged Optics)를

상용화하고 있으며, Marvell은

코히어런트(Coherent) 광통신 기술을 활용해

데이터센터 간 연결 시장을 확대하고 있다. NVIDIA 

역시 Spectrum-X 플랫폼을 통해 광 네트워크

기술을 적극 도입하고 있다. 또한 Cisco, Coherent, 

Corning 등 주요 네트워크·광학 기업들도 광섬유, 

광모듈, 실리콘 포토닉스 생태계 확대에 적극

투자하며 차세대 AI 네트워크 시장 선점에 나서고

있다.

한편 2026년 미국 정부가 알루미늄·철강·구리 및

파생 제품에 대한 관세 정책을 강화하면서

광통신의 전략적 중요성은 더욱 부각되고 있다. 

구리를 기반으로 하는 기존 전기 인터커넥트는

원가와 공급망 측면에서 새로운 부담 요인을 안게

되었으며, 이는 장기적으로 데이터센터 연결

구조가 ‘전기(Electrical)’에서 ‘광학(Optical)’ 

중심으로 이동하는 흐름을 가속화하는 요인으로

작용할 가능성이 높다. 다만 새로운 병목도

나타나고 있다. McKinsey는 800G 및 1.6T급 광

트랜시버 시장에서 2027년까지 수요 대비

40~60% 수준의 공급 부족이 발생할 수 있다고

전망한다. 

3.3 퀀텀 컴퓨팅: 차세대 컴퓨팅 플랫폼 경쟁의

시작

전력과 광통신이 현재 AI 인프라의 병목을 해결하기

위한 기술이라면, 퀀텀 컴퓨팅은 장기적으로 기존

컴퓨팅 패러다임 자체를 변화시킬 가능성을 가진

기술이다. 현재 AI 산업이 GPU와 데이터센터 중심의

경쟁을 전개하고 있다면, 퀀텀은 AI 이후의 차세대

컴퓨팅 주도권을 둘러싼 경쟁의 출발점으로 평가된다.

2026년 현재 퀀텀 컴퓨팅은 아직 초기 상용화 단계에

머물러 있지만 산업적 위상은 빠르게 변화하고 있다. 

과거가 연구개발과 기술 검증의 시기였다면, 현재는

실제 산업 적용과 시장 형성이 시작되는 전환점에

진입하고 있다.

McKinsey에 따르면 현재 300개 이상의 글로벌 기업이

퀀텀 기술을 파일럿 프로젝트, 공동 연구, 전략적

파트너십 형태로 도입하고 있다. 금융, 제약, 소재, 물류, 

에너지, 국방 분야를 중심으로 기존 HPC(High 

Performance Computing)만으로 해결하기 어려운

최적화 및 시뮬레이션 문제에 대한 활용 가능성이

검토되고 있다.

특히 2035년까지 퀀텀 기술이 창출할 수 있는 경제적

가치는 1.3조~2.7조 달러 수준으로 추정되며, 

에너지·소재 산업과 금융 산업이 가장 큰 수혜 분야로

평가된다. 제약, 물류, 첨단 제조업 역시 주요 적용

산업으로 주목받고 있다. 이는 퀀텀이 단순한 연구

분야를 넘어 미래 산업 경쟁력을 결정할 핵심 기반

기술로 인식되고 있음을 의미한다.
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현재 시장에서는 초전도 큐비트(Superconducting 

Qubit), 이온 트랩(Ion Trap), 포토닉스(Photonics), 중성

원자(Neutral Atom) 등 다양한 기술 방식이 경쟁하고

있으며, 아직 지배적인 표준은 확립되지 않았다. 이에

따라 기업들은 IBM Quantum, Azure Quantum, AWS 

Braket 등 클라우드 플랫폼을 활용해 다양한 기술

옵션을 실험하는 전략을 취하고 있다.

현재 퀀텀 컴퓨팅은 AI 인프라의 직접적인 병목을

해결하는 기술은 아니다. 그러나 미국 정부와 주요

기업들은 퀀텀을 AI 이후의 차세대 컴퓨팅 패러다임을

선점하기 위한 전략적 투자 대상으로 바라보고 있다. 

전력이 현재의 병목을 해결하는 기술이라면, 퀀텀은

미래의 병목을 예방하기 위한 투자에 가깝다.

미국 정부 역시 퀀텀을 전략 산업으로 격상시키고

있다. 2026년 미국 정부는 IBM, Rigetti, 

PsiQuantum, Quantinuum, GlobalFoundries 등을

포함한 주요 기업들을 대상으로 약 20억 달러

규모의 지원 프로그램을 추진하고 있으며, 일부

프로젝트에는 정부의 직접 지분 참여 방안도

검토되고 있다. 이는 CHIPS Act 이후 반도체

산업에서 나타난 제조 역량 내재화 전략이 퀀텀

산업으로 확대되고 있음을 보여준다. 다시 말해

미국은 AI 반도체에 이어 차세대 컴퓨팅 플랫폼의

제조·설계·공급망 주도권까지 선점하려는 전략을

추진하고 있다.

Figure 22. U.S. Department of Commerce Announces $2 Billion Quantum Computing Initiative
Source: U.S. Department of Commerce (NIST)
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Implications

2026년 하반기 AI 산업의 핵심 화두는 더 이상

모델 성능 경쟁이 아니다. AI 경쟁의 중심축은 연산

능력에서 인프라 확보 능력으로 이동하고 있으며, 

전력·네트워크·차세대 컴퓨팅 기술이 새로운 전략

자산으로 부상하고 있다.

전력은 AI 데이터센터 확장의 속도를 결정하는

가장 직접적인 제약 요소이며, 광통신은 초대형 AI 

클러스터의 연결성과 효율성을 좌우하는 핵심

기술로 자리잡고 있다. 동시에 퀀텀 컴퓨팅은 아직

초기 단계에 머물러 있지만, 정부와 기업의 대규모

투자 확대를 바탕으로 차세대 컴퓨팅 플랫폼

경쟁의 중요한 축으로 부상하고 있다.

결국 H2 2026 AI 산업의 경쟁력은 더 강력한

모델이나 더 빠른 반도체를 개발하는 능력이

아니라, 전력·네트워크·데이터센터·제조

역량·메모리·차세대 컴퓨팅 기술을 얼마나 빠르게

확보하고 통합할 수 있는가에 의해 결정될

가능성이 높다. AI 시대의 경쟁 단위는 개별

반도체나 단일 기술이 아니라 인프라 생태계

전체로 확대되고 있으며, 기업과 국가 모두 병목을

얼마나 효과적으로 해소할 수 있는지가 경쟁력을

좌우하는 핵심 변수로 부상하고 있다.

결과적으로 2026년 하반기는 AI 산업이 기술 혁신

중심 단계에서 인프라 경쟁 중심 단계로

본격적으로 전환되는 시점으로 평가된다. 향후 AI 

시장의 승자는 가장 우수한 모델을 보유한 기업이

아니라, 전력·연산·메모리·네트워크·데이터센터를

연결하는 AI 인프라를 가장 효율적으로 구축하고

운영하는 기업과 국가가 될 가능성이 높다.
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4.1 정책과 기업이 같은 방향으로 움직이는

AI 인프라 경쟁

2026년 상반기 미국 반도체 산업을 관통하는 핵심

키워드는 단연 ‘병목(Bottleneck)’ 이다. AI 수요가

폭발적으로 증가하는 가운데 이를 뒷받침해야 할

인프라와 공급망은 전방위적인 제약에 직면하고

있다. 그럼에도 불구하고 주요 반도체 기업과

하이퍼스케일러들은 사상 최대 규모의

자본지출(CapEx)을 집행하고 있으며, 미국 정부

역시 CHIPS and Science Act, Section 232 관세

정책, BIS 수출통제 정책 등을 통해 AI 인프라

경쟁을 국가 전략 차원에서 지원하고 있다.

2026년 상반기 분석을 통해 확인된 가장 중요한

변화는 반도체 산업의 경쟁 중심이 개별 칩 성능

경쟁에서 AI 인프라 경쟁으로 이동했다는 점이다. 

NVIDIA, AMD, Broadcom 등 Fabless 기업들은

GPU와 ASIC을 넘어 연산·메모리·네트워크를

통합하는 시스템 플랫폼 경쟁을 전개하고 있으며, 

Google, Amazon, Meta, Microsoft 등

하이퍼스케일러들은 자체 칩, 데이터센터, 전력

자산을 포함한 수직 통합형 AI 플랫폼 구축에

나서고 있다.

동시에 Intel과 Tesla는 미국 내 제조 역량 확보를

통해 AI 인프라의 공급 기반을 구축하고 있으며, 

삼성전자·SK hynix·Micron은 HBM 공급 경쟁을

통해 AI 시대 핵심 병목인 메모리 대역폭을

장악하기 위해 경쟁하고 있다. 결국 AI 시대의

경쟁력은 더 빠른 칩을 만드는 능력이 아니라, 

연산·메모리·전력·네트워크·데이터센터를 얼마나

안정적으로 확보할 수 있는가에 의해 결정되고

있다.

4.2 전력·광통신·퀀텀: 차세대 병목 해소 경쟁

상반기 동안 확인된 또 하나의 특징은 정책과 기업의

투자 방향이 동일한 병목 해소를 향하고 있다는 점이다. 

전력 분야에서는 Google의 Intersect Power 투자, 

Oracle과 Bloom Energy의 Project Jupiter, Microsoft와

Constellation Energy의 원전 협력, Meta의

TerraPower·Oklo 투자 사례에서 확인되듯이, 

하이퍼스케일러들은 더 이상 전력을 구매하는 소비자가

아니라 발전 인프라를 직접 확보하는 투자자로

변화하고 있다. 데이터센터 경쟁력은 GPU 수량보다

전력 확보 능력에 의해 결정되는 단계로 진입하고 있다.

광통신 분야에서는 NVIDIA, Broadcom, Marvell, Intel, 

Cisco, Astera Labs, Coherent, Corning 등을 중심으로

실리콘 포토닉스(Silicon Photonics), CPO(Co-Packaged 

Optics), 코히어런트 광통신(Coherent Optics) 생태계가

빠르게 형성되고 있다. 특히 AI 클러스터 규모가 수십만

개 GPU 수준으로 확대되면서 기존 전기

인터커넥트만으로는 전력 효율과 대역폭 한계를

극복하기 어려워지고 있으며, 광통신은 사실상 필수

인프라로 자리잡고 있다.

퀀텀 컴퓨팅 역시 장기적 관점에서 중요한 변화가

진행되고 있다. IBM, Rigetti, GlobalFoundries 등을

중심으로 양자 칩 제조 생태계가 형성되고 있으며, 미국

정부는 CHIPS 자금과 연방 보조금을 활용해 양자

컴퓨팅 산업 육성을 본격화하고 있다. 퀀텀은 아직 초기

상용화 단계에 머물러 있지만, AI 이후 차세대 컴퓨팅

패러다임을 선점하기 위한 국가 차원의 투자가

시작되었다는 점에서 의미가 크다.

결국 전력, 광통신, 퀀텀은 서로 다른 산업처럼 보이지만

모두 AI 인프라 병목을 해소하기 위한 동일한 방향성

아래 움직이고 있다.
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4.3 향후 변수

③ BIS 후속 규제와 AI Diffusion Rule 대체 정책

미국 상무부 산업안보국(BIS)은 AI Diffusion Rule 폐기

이후 새로운 수출통제 체계를 준비하고 있다. 현재 검토

중인 방안에는 고성능 AI 반도체 수출 제한, HBM 및

첨단 패키징 심사 강화, 동맹국 대상 재수출 규제, 미국

내 AI 인프라 투자 조건 부여 등이 포함될 가능성이

거론되고 있다. 규제 방향에 따라 미국과 동맹국 간 AI 

인프라 협력이 확대될 수도 있지만, 반대로 일부

국가들이 독자적 AI 공급망 구축을 추진하는 계기가 될

수도 있다. 특히 HBM, 첨단 패키징, 광통신 모듈, 퀀텀

장비 등 전략 품목은 BIS 정책 변화에 가장 민감하게

반응할 가능성이 높다.

④ CHIPS Act 48D 투자세액공제 연장 여부

CHIPS Act 투자세액공제(Section 48D)의 연장 여부는

미국 반도체 제조 전략의 지속 가능성을 결정할 핵심

정책 변수다. Intel, TSMC, Samsung Electronics, Micron 

등 주요 기업들의 미국 투자 프로젝트는 CHIPS 

보조금과 48D 세액공제를 전제로 추진되고 있다. 만약

세액공제가 종료될 경우 신규 프로젝트의

투자수익률(IRR)이 하락하면서 일부 기업은 투자 규모와

시기를 조정할 가능성이 있다. 반대로 48D가 연장될

경우 미국 내 첨단 공정, HBM, 첨단 패키징, 실리콘

포토닉스, 전력반도체 등 AI 인프라 전반에 대한 투자가

2030년 전후까지 지속될 가능성이 높다.

① 데이터센터 완공 속도: 전력과 인허가가 실제

성장 속도를 결정

AI 인프라 투자 규모는 이미 충분하다. 문제는 실제

구축 속도다. 미국에서는 전력망 연결, 변압기 공급

부족, 가스터빈 납기 지연, 지역사회 반발 및

인허가 문제로 인해 다수의 데이터센터

프로젝트가 계획 대비 지연되고 있다. JPMorgan과

JLL 분석에 따르면 2027년까지 완공 예정인

데이터센터 용량 상당수가 아직 착공 단계에도

진입하지 못한 것으로 평가된다. 향후 AI 경쟁에서

중요한 것은 누가 더 많은 투자를 발표했는가가

아니라, 누가 더 빠르게 데이터센터를 완공하고

전력을 확보할 수 있는가가 될 가능성이 높다.

② 미·중 희토류 및 핵심 소재 협상

2026년 하반기 가장 중요한 지정학적 변수 중

하나는 미·중 핵심 소재 협상이다. 희토류, 갈륨, 

게르마늄 등 전략 소재는 AI 서버, 네트워크 장비, 

냉각 시스템, 전력 설비 전반에 활용되고 있다. 

2025년 체결된 미·중 핵심 소재 협정은 2026년

하반기 재협상을 앞두고 있으며, 협상이 결렬될

경우 공급망 비용과 납기 구조에 상당한 영향을

미칠 수 있다. AI 서버와 데이터센터는 GPU뿐

아니라 냉각·전력 설비 등 다양한 비실리콘 부품에

의존해 핵심 소재 리스크가 확대될 가능성이 있다.

01
데이터센터
구축 속도

전력·인허가 병목

02
미·중 핵심
소재 협상

희토류 공급망 리스크

03
BIS 후속
규제

AI 수출통제 강화

04
CHIPS Act 
48D
세액공제 연장 여부
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4.4 종합 시사점

2026년 상반기 미국 반도체 산업은 AI 반도체

경쟁을 넘어 AI 인프라 경쟁 단계로 진입했다. 

전력은 데이터센터 확장의 한계를 결정하는 핵심

변수로 부상했으며, HBM은 AI 연산 성능을

좌우하는 전략 자산으로 자리잡았다. 광통신은

초대형 AI 클러스터 구축을 위한 필수 인프라로

부상하고 있으며, 퀀텀 컴퓨팅은 차세대 컴퓨팅

패러다임을 준비하는 국가 전략 산업으로

발전하고 있다.

동시에 미국 정부는 생산(Section 232), 기술

통제(BIS), 공급망 재편(동맹 전략), 제조

투자(CHIPS Act)를 하나의 정책 체계로 통합하며

AI 시대 산업 질서 재편을 주도하고 있다. 기업들

역시 반도체, 데이터센터, 전력, 네트워크, 첨단

제조 역량 전반에 사상 최대 규모의 투자를

집행하며 AI 인프라 구축 경쟁을 가속화하고 있다.

결국 AI 시대의 경쟁력은 더 우수한 반도체를

개발하는 능력만으로 결정되지 않는다. 

연산(Compute), 메모리(Memory), 전력(Power), 

네트워크(Network), 제조(Manufacturing), 

데이터센터(Data Center)로 이어지는 AI 인프라

전반의 병목을 얼마나 효과적으로 확보하고

통제할 수 있는지가 기업과 국가의 경쟁력을

좌우할 가능성이 높다.

이는 반도체 산업의 경쟁 단위가 개별 칩에서

인프라 생태계 전체로 확대되고 있음을 의미한다. 

과거 반도체 산업이 성능과 공정 경쟁

중심이었다면, AI 시대의 경쟁은

전력·제조·메모리·네트워크·데이터센터를 포함한

인프라 통합 경쟁으로 진화하고 있다.

2026년은 이러한 구조적 전환이 본격적으로 가시화된

원년으로 평가된다. 향후 글로벌 산업 경쟁의 중심은

기술 혁신 자체보다 AI 인프라를 얼마나 안정적으로

구축하고 운영할 수 있는가에 의해 결정될 가능성이

높으며, 미국은 이를 국가 전략 차원에서 가장

적극적으로 추진하고 있는 국가로 자리매김하고 있다.
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본 리포트는 Semiconductor Industry Association (SIA), McKinsey & Company, Gartner, TrendForce, Reuters, CNBC, Bloomberg, 
PitchBook, Zacks Investment Research, TechTarget, Business Insider, GlobeNewswire, Taipei Times 등 국내외 주요 리서치 기관 및
언론사와 NVIDIA, Intel, TSMC, Broadcom, Samsung Electronics, SK hynix, Micron, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, Foxconn, 
SoftBank, Blackstone, CoreWeave, FirstEnergy 등 주요 반도체·ICT 기업이 공개한 자료, 보고서 및 발표를 기초로 작성되었습니다. 

한·미 AI 반도체 혁신센터(K-ASIC)는 본 리포트에 포함된 정보, 데이터, 통계, 분석, 전망 및 기타 내용의 정확성, 완전성, 적시성, 신뢰성
또는 특정 목적에의 적합성에대하여 독립적인 검증을 수행하지 않았으며, 이에 관하여 명시적 또는 묵시적인 어떠한
진술(Representation), 보증(Warranty) 또는 확약(Guarantee)도제공하지 않습니다. 

본 리포트에포함된 시장 전망, 산업 분석, 통계, 예측및 의견은작성 시점에 이용 가능한공개 정보와작성자의 판단을기초로 작성된
것으로, 시장 환경, 정책, 기술, 규제 및 기타 제반 여건의 변화에 따라 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 결과와 중대한 차이가 발생할 수
있습니다. K-ASIC는 본 리포트의 내용을 수정, 보완 또는 업데이트할어떠한 의무도 부담하지 않습니다. 

본 리포트는 일반적인 정보 제공 및 산업 동향 분석만을 목적으로 작성된 자료로서, 투자 권유 또는 투자 자문을 구성하지 아니하며, 
특정 기업, 제품, 기술 또는 서비스에 대한 추천, 보증 또는 매수·매도 권유로 해석되어서는아니 됩니다. 또한 본 리포트는 법률, 회계, 
세무, 경영, 기술 또는 기타 전문적인 자문을 제공하기 위한 것이 아니며, 이용자는 본 리포트에 의존하여 의사결정을 하기 전에 해당
분야의 자격 있는 전문가로부터 독립적인 자문을 받을 책임이 있습니다. 

리포트의 이용 및 활용 여부에 관한 모든 판단과 그로부터 발생하는 결과는 전적으로 이용자의 책임이며, 이용자가 본 리포트의 전부
또는 일부에 의존하여 수행한 투자, 사업 추진, 계약 체결, 연구개발, 경영상 의사결정 또는 기타 행위로 인하여 발생하는 어떠한 결과에
대해서도 K-ASIC는 책임을 부담하지 않습니다. 

관련 법령이 허용하는 최대한의 범위 내에서, K-ASIC 및 그 소속 임직원, 자문위원, 협력기관, 관계기관은 본 리포트의 작성, 제공 또는
이용과 관련하여 발생하거나 이와 관련된 직접손해, 간접손해, 특별손해, 부수손해, 결과손해, 징벌적 손해, 영업손실, 기회손실, 데이터
손실 기타 일체의 손해 및 비용에 대하여 계약, 불법행위(과실포함) 또는 기타 어떠한 법적 책임이론에 의하더라도 책임을 부담하지
않습니다. 

본 리포트에 포함된 제3자의 상호, 상표, 서비스표, 로고 및 기타 지식재산권은 각 권리자에게 귀속되며, 해당 권리의 귀속 또는
사용허락을 의미하지 않습니다. 또한 특정 기업 또는 제품에 대한 언급은 사실관계의설명 또는 산업 분석을 위한 것일 뿐, 해당 기업
또는 제품에 대한 승인(Endorsement), 추천 또는 보증으로 해석되어서는 아니 됩니다.
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본 리포트의 저작권 및 이에 포함된 모든 콘텐츠(텍스트, 도표, 그래프, 이미지, 편집물, 분석자료 및 기타 저작물 등)에 관한 저작권 및
일체의 지식재산권은한·미 AI 반도체 혁신센터(K-ASIC)에 귀속됩니다. 

다만, 별도로 출처 또는 권리자가 명시된 자료의 저작권 및 기타 지식재산권은해당 권리자에게 귀속됩니다. 관련 법령이 허용하는
경우를 제외하고, K-ASIC의 사전 서면 승인 없이 본 리포트의 전부 또는 일부를 복제, 배포, 전송, 공중송신, 게시, 출판, 수정, 번역, 편집, 
재가공하거나 상업적 목적으로 이용하는 행위를 금합니다. 
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